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湖南商务职业技术学院 

电子信息工程技术专业学生技能考核题库 

 

根据湖南省教育厅《关于推进高职院校专业技能抽查标准开发与完善工作的通知》（湘

教通[2014]55 号）要求，电子信息工程技术高职学生专业技能抽查标准开发团队成立了调

研组，采用座谈、现场走访企业、网络调查、对往届毕业生就业岗位进行跟踪调查等多种方

式，就高职电子信息工程技术专业人才需求与专业改革进行了专项调研。 

通过调研，结合教育部高等职业教育专业教学标准，我们得出电子信息工程技术企业岗

位设置主要分为三类： 

1.电子产品安调工 

2.电子厂产品 PCB 绘图员 

3. 电子产品质检员 

根据调研结果，制定了《湖南商务职业技术学院学生专业技能考核标准——电子信息工

程技术专业》，确立了本专业的考核目标和本专业考核的内容设计导向目标。在此基础上，

明确规定了电子信息工程技术技能考核内容包括电子产品组装与调试、电产品 PCB 设计、电

子产品质量检测三个考核模块。 

根据《湖南商务职业技术学院学生专业技能考核标准——电子信息工程技术专业》对考

核内容的规定与划分，遵循教育科学院对技能考核标准修订的原则与基本理论，本专业技能

考核题库设置如下表所示。 

湖南商务职业技术学院电子信息工程技术专业学生技能考核题库结构一览表 

考核模块 考核项目 测试题数量及编号 

专业核心技能 

模块一：电子产品组装与调试 H1-1 电子产品组装与调试 15 套（T1-1 至 T1-15） 

模块二：电子产品 PCB 设计 H2-1 电子产品 PCB 板图设计 15 套（T2-1 至 T2-15） 

模块三：电子产品质检员 H3-1 电子产品质量检测 20 套（T3-1 至 T3-20） 
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模块一 电子产品组装与调试 

H1-1 电子产品组装与调试 

1、任务描述  

某企业承接了一批通孔和贴片混合安装工艺电子产品的组装与调试任务，请按照相应的

生产标准完成一个该产品的手工安装通孔元件和贴片元件及技术参数的调试，并能实现该产

品的基本功能、满足相应的技术指标。正确填写相关技术文件或测试报告。 

其中，产品需要通孔安装和表面贴装的元器件总数为 20 个左右（焊点 60 个），包括无

源的通孔和表面安装元件 SMC（如电阻、电容、电位器等）、有源通孔和表面安装器件 SMD

（二极管、三极管、集成电路等）及机电接插件各若干。需测试的技术参数 3 个左右。 

2、测试要求 

（1）技能要求 

以 IPC-A-610 为参考手工安装和调试典型混合安装工艺的电子产品。安装时，能正确识

读和选择不同类型的电子元器件（从 120%中正确选取不少于 3 种类型的元件）。正确选择焊

接工具，按照手工焊接通孔和贴片元件的要求进行元器件的手工装配，装配后不能出现虚焊、

桥接、拉尖以及元件、焊盘或印制板损伤等不良现象，基本符合 IPC-A-610 规范要求。调试

中，能正确选择和使用仪器仪表对电子产品的技术参数进行测量与调试并使之达到要求，并

能完整翔实的记录试验条件和结果。 

（2）素养要求 

符合企业基本的 6S (整理、整顿、清扫、清洁、修养、安全) 管理要求。能按要求进

行仪器/工具的定置和归位、工作台面保持清洁、及时清扫废弃管脚及杂物等，能事前进行

接地检查，具有安全用电意识。 

符合企业基本的质量常识和管理要求。能进行通孔和贴片混合安装工艺文件的准备和有

效性确认，产品搬运、摆放等符合产品防护要求。 

符合企业电子产品生产线员工的基本素养要求，体现良好的工作习惯。如：尽量避免裸

手接触可焊表面、不可堆叠电子组件、电烙铁设置和接地检查、先无电或弱电检测(电压表/

万用表)再上电检测、电源或信号输出先检测无误并在断电状态连接作品再上电、仪器的通/

断电顺序、详实记录试验环境(温湿度)、条件和数据等。 

（3）测试时间：180 分钟。 

（4）评分标准 

本项目评价标准如下表所示。 

评价内容 配分 考核点 备注 

职业素养与

操作规范 

(50 分) 

5 
正确着装和佩戴防护用具，做好工作前准备。 

出现明显失

误造成元件

或仪表、设

备损坏等安

全事故；严

重违反考场

纪律，造成

恶劣影响的

5 
采用正确的方法选择电子元器件。 

10 
合理选择设备或工具对元件进行成型和插装。 

5 
正确选择装配工具和材料，装配过程符合手工装配

和焊接操作要求。 

15 
合理选择仪器仪表，正确操作仪器设备对电路进行

调试。 

5 
按正确流程进行装调，并及时记录装调数据。 

5 
任务完成后，整齐摆放工具及凳子、整理工作台面
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等并符合“6S”要求。 本大项记 0

分 

作品 

（50 

分） 

装配

工艺 

20 

电路板作品要求符合 IPC-A-610 标准中各项可接受

条件的要求（1 级），即符合标准中的元件成型、插

装、手工焊接等工艺要求的可接受最低条件。 

 

功能 
20 

元器件选择正确。 

指标 
10 

成型和插装符合工艺要求。 

 

（5）试题内容 

本项目下设 15 套操作试题，抽查时，学生只需按照相关操作规范独立完成其中一套试

题所给定任务。 
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测试题一 T1-1 

（一）智能寻迹小车 

(1)任务描述 

某企业承接了一批智能寻迹小车的组装与调试任务，请按照相应的企业生

产标准完成该 产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指

标，并正确填写相关技术文件或测试报告，原理图如下： 

 
2、元件清单 

Comment Description Designator Footprint LibRef Quantity

100uF C1, C2 RB1 CAP3 2

LED0 Typical INFRARED GaAs LEDD1, D2, D4, D5, LED3 LED-0 LED0 5

主控 DC3V Battery_20 Battery_20 1

LM393 IC1 DIP-8 LM393 1

MOTOR AC M1, M2 MOTOR AC 2

8050/9010 ? Q1, Q2 TO92A PNP1E2B3C 2

10K-500K R1, R2 3362R 3362R 2

3.3K Resistor R3, R4 AXIAL-0.3 Res1 2

51R Resistor R5, R6, R11, R12 AXIAL-0.3 Res1 4

51K Resistor R7, R8 AXIAL-0.3 Res1 2

10R Resistor R9, R10 AXIAL-0.3 Res1 2

光敏电阻 R13, R14 3.5mm Component_1 2

200-680R Resistor R15 AXIAL-0.3 Res1 1

SW DPDT S? SW DPDT 1  

 

3、任务要求及评分标准 

任务 记录数据 分值 得分 
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启停控制  10  

两台电机能根据光线

的不同而有明显的转

速变化 

 20  

有、无反射光时，IC2、

3、5、6 脚电压 

 20  
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测试题二 T1-2 

（二）FM 无线话筒 

 (1)任务描述 

某企业承接了一批 FM 无线话筒的组装与调试任务，请按照相应的企业生产

标准完成该 产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，

并正确填写相关技术文件或测试报告，原理图如下： 

 
2、元件清单 

Comment Description Designator Footprint LibRef Quantity

0.47u C1 RB1 CAP3 1

102 C2 RAD0.1 CAP1 1

68p C3 RAD0.1 CAP1 1

6p C4, C6 RAD0.1 CAP1 2

36p C5 RAD0.1 CAP1 1

主控 DC1.5V Battery_20 Battery_20 1

Single-Pole, Single-Throw Switchk SPST-2 SW-SPST 1

LS1 L1 LS1 1

Mic2 Microphone MK1 PIN2 Mic2 1

NPN1E2C3B Q1 TO92A NPN1E2C3B 1

120 R1 AXIAL0.3 RES 1

4.7K R2 AXIAL0.3 RES 1

36K R3 AXIAL0.3 RES 1

100 R4 AXIAL0.3 RES 1  

3、任务要求及评分标准 

任务 记录数据 分值 得分 

能实现话音发送和接  40  
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受 

电源总电流  10  
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测试题三 T1-3 

（三）金属检测器 

(1)任务描述 

某企业承接了一批金属检测器的组装与调试任务，请按照相应的企业生产标

准完成该 产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，

并正确填写相关技术文件或测试报告，原理图如下： 

 
2、元件清单 

Comment Description Designator Footprint LibRef Quantity

104 C1, C4 RAD0.1 CAP1 2

222 C2, C3 RAD0.1 CAP1 2

103 C5 RAD0.1 CAP1 1

100U C6 RB1 CAP3 1

主控 DC3V Battery_20 Battery_20 1

16T L1 LS1 1

1T L2 LS1 1

9018 Q1, Q2 TO92A NPN1E2C3B 2

9012 Q3 TO92A PNP1E2C3B 1

9015 Q4 TO92A PNP1E2C3B 1

9013 Q5 TO92A NPN1E2C3B 1

220K R1 AXIAL0.3 RES 1

10K R2, R4 AXIAL0.3 RES 2

1M R3 AXIAL0.3 RES 1

SP SPEAKER 1

100 Potentiometer W RVR-1 RPOT2 1  
3、任务要求及评分标准 
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任务 记录数据 分值 得

分 

有金属物体靠近 L1，

蜂鸣器就发声，否则

无声 

 40  

能实现靠近距离的远

近调整灵敏度 

 10  
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测试题四 T1-4 

（四）多功能直流稳压电源 

(1)任务描述 

某企业承接了一批多功能直流稳压电源的组装与调试任务，请按照相应的企

业生产标准完成该 产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技

术指标，并正确填写相关技术文件或测试报告，原理图如下： 

 
2、元件清单 
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Comment Description Designator Footprint LibRef Quantity

1uF Polarized Capacitor (Axial)C1, C2 POLAR0.8 Cap Pol2 2

10uF Polarized Capacitor (Axial)C3 POLAR0.8 Cap Pol2 1

0.1uF C4 C0.254 C0.254 1

100uF Polarized Capacitor (Axial)C5 POLAR0.8 Cap Pol2 1

47uF Polarized Capacitor (Axial)C6 POLAR0.8 Cap Pol2 1

20P Capacitor C7 RAD-0.3 Cap 1

1N4148 High Conductance Fast DiodeD1, D2 DO-35 Diode 1N4148 2

HF Typical RED GaAs LED D3, D4 LED-1 LED1 2

LED1 Typical RED GaAs LED D5 LED-1 LED1 1

LED2 Typical RED GaAs LED D6 LED-1 LED1 1

LED3 Typical RED GaAs LED D7 LED-1 LED1 1

LM124 IC1 DIP-14 LM124 1

555 IC2 DIP-8N Component_1 1

CON2 Header, 2-Pin J1 HDR1X2 Header 2 1

1K R1, R4, R6, R8, R18 AXIAL0.3 RES 5

10K R2, R3, R19 7.6mm 7.6mm 3

1K R5, R7 7.6mm 7.6mm 2

200 R9 AXIAL0.3 RES 1

2.5K R10 AXIAL0.3 RES 1

100 R12, R13, R14 7.6mm 7.6mm 3

30K R15 AXIAL0.3 RES 1

47K R16 7.6mm 7.6mm 1

10K Potentiometer RP1 RVR-1 RPOT2 1

20K Potentiometer RP2 RVR-1 RPOT2 1  
3、任务要求及评分标准 

任务 记录数据 分值 得

分 
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测试题五 T1-5 

（五）双色爆闪灯 

(1)任务描述 

某企业承接了一批双色爆闪灯的组装与调试任务，请按照相应的企业生产标

准完成该 产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，

并正确填写相关技术文件或测试报告，原理图如下： 

 
（2）元件清单 

Comment Description Designator Footprint LibRef Quantity

0.1-1uF C1 RB1 CAP3 1

103 SMD-CAP C2 0603C CAP-0.1UF 1

0805D D1, D2, D3, D4, D5, D60805D 0805D 6

NE555 IC1 DIP-8N Component_1 1

CD4017 IC2 DIP-16N CD4017 1

LED0805 L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L13, L14, L15, L16, L17, L18, L19, L20LED0805 LED0805 20

8050 ? Q1, Q2 TO92A NPN1E2C3B 2

10k R1, R4, R5 AXIAL0.3 RES 3

10-100 R2, R3 AXIAL0.3 RES 2

200K-2M Potentiometer RP1 RVR-1 RPOT2 1  

（3）任务要求及评分标准 

 

任务 记录数据 分值 得分 

用示波器测量并手工

绘制 IC1 的第 2、3 脚

 20  
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波形并标注周期及最

高、最低电压值 

能改变 LED 的闪烁速

度 

 30  
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测试题六 T1-6 

（六）CD4060 贴片音乐梦幻彩灯 

(1)任务描述 

某企业承接了一批音乐梦幻彩灯的组装与调试任务，请按照相应的企业生产标准

完成该 产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，并

正确填写相关技术文件或测试报告，原理图如下： 

 
（2）元件清单 

Comment Description Designator Footprint LibRef Quantity

1uf Polarized Capacitor (Axial)C1 POLAR0.8 Cap Pol2 1

1N4007 1 Amp General Purpose RectifierD1 DO-41 Diode 1N4007 1

1N4148 High Conductance Fast DiodeD2, D3, D4 DO-35 Diode 1N4148 3

CD4060 IC1 DIP-16N CD4060 1

CL9300A IC2 HDR1X5 CL9300A 1

LED1
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（3）任务要求及评分标准 

任务 记录数据 分值 得分 

能播放音乐  20  

能改变 LED 的闪烁频

率 

 20  

记录 U1 的波形，并标

注起峰值和周期 

 10  



 16 

 

测试题七 T1-7 

（七）温度报警器 

(1)任务描述 

某企业承接了一批温度报警器的组装与调试任务，请按照相应的企业生产

标准完成该 产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，

并正确填写相关技术文件或测试报告，原理图如下： 

 
（2）元件清单 

Comment Description Designator Footprint LibRef Quantity

主控 B1 Battery_20 Battery_20 1

103 C1, C2 CAP0.5 CAP0.5 2

100u C3 RB5/2 RB5/2 1

LED0 Typical INFRARED GaAs LEDD1 LED-0 LED0 1

12K R1, R7 AXIAL0.3 RES 2

100K R2, R3, R8 AXIAL0.3 RES 3

1K R4 AXIAL0.3 RES 1

82K R5 AXIAL0.3 RES 1

30K R6 AXIAL0.3 RES 1

50K Potentiometer RP1 RVR-1 RPOT2 1

50K RT AXIAL0.4 热敏电阻 1

Ua741 U1 DIP-8 741 1

Ne555 U2 Component_1 1

Speaker Loudspeaker Y PIN2 Speaker 1  

（3）任务要求及评分标准 

任务 记录数据 分值 得分 
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能实现加热时报警  30  

测量并记录在报警

时，U2 的第 2、3 脚波

形 

 20  
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测试题八 T1-8 

（八）水位液位开关传感控制器 

(1)任务描述 

某企业承接了一批水位液位开关传感控制器的组装与调试任务，请按照相

应的企业生产标准完成该 产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相

应的技术指标，并正确填写相关技术文件或测试报告，原理图如下： 

 
 

（2）元件清单 

Comment Description Designator Footprint LibRef Quantity

104 C1, C3, C4 C0.254 C0.254 3

103 C2 C0.254 C0.254 1

220uF Polarized Capacitor (Radial)C5 RB7.6-15 Cap Pol1 1

4007 D1, D2, D3, D4, D5 DO-41-2 DO-41 5

SIP3 J1, J2 SIP3.0-0.254 SIP3.0-0.254 2

SIP2 J3 SIP2-0.254 SIP2-0.254 1

K1 K1 K1 1

LED1 Typical RED GaAs LED LED1 LED-1 LED1 1

8050 Q1 TO92A NPN1E2C3B 1

2K R1, R6 AXIAL0.3 RES 2

33K R2 AXIAL0.3 RES 1

10K R3 AXIAL0.3 RES 1

1M R4 AXIAL0.3 RES 1

1K R5 AXIAL0.3 RES 1

NE555 U2 NE555 1  

（3）任务要求及评分标准 
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测试题九 T1-9 

（九）声控 LED 流水灯 

(1)任务描述 

某企业承接了一批声控 LED 流水灯的组装与调试任务，请按照相应的企业

生产标准完成该 产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术

指标，并正确填写相关技术文件或测试报告，原理图如下： 

 

 

（2）元件清单 

Comment Description Designator Footprint LibRef Quantity

100uF C2 RB5/2 RB5/2 1

1uF C3 RB5/2 RB5/2 1

4-12V DC HDR1X2 DC 1

LED1 Typical RED GaAs LED L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11LED-1 LED1 11

Mic2 Microphone MIC PIN2 Mic2 1

9014 Q1 TO92A NPN1E2C3B 1

20K R1, R3 AXIAL0.3 RES 2

2M R2 AXIAL0.3 RES 1

470 R4, R5 AXIAL0.3 RES 2

4017 U1 DIP-16 4017 1  

（3）任务要求及评分标准 

任务 记录数据 分值 得

分 

LED 的状态能随着声

音大小的变化而变化 

 30  

测试并绘制记录 IC 的  20  
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第 14 脚的一种波形 
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测试题十 T1-10 

（十）多波形信号发生器 

(1)任务描述 

某企业承接了一批声控 LED 流水灯的组装与调试任务，请按照相应的企业

生产标准完成该 产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术

指标，并正确填写相关技术文件或测试报告，原理图如下： 

 

（2）元件清单 

Comment Description Designator Footprint LibRef Quantity

103 C1, C7 C0.254 C0.254 2

473 C2, C4, C5, C6 C0.254 C0.254 4

104 C3 C0.254 C0.254 1

1uF C8, C9 RB5/2 RB5/2 2

9V Header, 2-Pin CON1 HDR1X2 Header 2 1

UO Header, 2-Pin CON2 HDR1X2 Header 2 1

1N4007 1 Amp General Purpose RectifierD1 DO-41 Diode 1N4007 1

JIP JIP1, JIP2, JIP3 JIP 3

8050 NPN General Purpose AmplifierQ1, Q2 TO-92A 2N3904 2

1K R1, R9 AXIAL0.3 RES 2

4.7K R2 AXIAL0.3 RES 1

10K R3, R4, R5, R6 AXIAL0.3 RES 4

100K R7, R8 AXIAL0.3 RES 2

NE555 U1 Component_1 1

50K Potentiometer VR1 RVR-1 RPOT2 1

10K Potentiometer VR2 RVR-1 RPOT2 1

20K Potentiometer VR3 RVR-1 RPOT2 1  
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测试题十一 T1-11 

（十一）有线门铃 

(1)任务描述 

某企业承接了一批有线门铃的组装与调试任务，请按照相应的企业生产标

准完成该 产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，

并正确填写相关技术文件或测试报告，原理图如下： 

 

 

 

 

 

 

 

（2）元件清单 

 

 

 

 

 

 

（3）任务要求及评分标准 
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任务 记录数

据 

分值 得

分 

能触发扬声器  40  

能记录输出波形  10  
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测试题十二 T1-12 

（十二）红外洗手器 

(1)任务描述 

某企业承接了一批红外洗手器的组装与调试任务，请按照相应的企业生产

标准完成该 产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，

并正确填写相关技术文件或测试报告，原理图如下： 

 

（2）元件清单 

 

（3）任务要求及评分标准 

任务 记录数

据 

分值 得

分 
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红外对管安装正

确 

 30  

继电器正常吸合  20  
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测试题十三 T1-13 

（十三）四位数字钟 

(1)任务描述 

某企业承接了一批四位数字钟的组装与调试任务，请按照相应的企业生产

标准完成该 产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，

并正确填写相关技术文件或测试报告，原理图如下： 

 

（2）元件清单 

  

（3）任务要求及评分标准 
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任务 记录数

据 

分值 得

分 

单片机能正常工

作 

 30  

能正常计时  20  
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测试题十四 T1-14 

（十四）四路无线遥控开关 

(1)任务描述 

某企业承接了一批四路无线遥控开关的组装与调试任务，请按照相应的企

业生产标准完成该 产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技

术指标，并正确填写相关技术文件或测试报告，原理图如下： 
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（2）元件清单 

  

（3）任务要求及评分标准 

任务 记录数

据 

分值 得

分 

无线接收模块安

装正确 

 30  

能正常遥控开关  20  
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测试题十五 T1-15 

（十五）10 秒录放音机 

(1)任务描述 

某企业承接了一批 10 秒录放音机的组装与调试任务，请按照相应的企业

生产标准完成该 产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术

指标，并正确填写相关技术文件或测试报告，原理图如下： 

 

（2）元件清单 

  

（3）任务要求及评分标准 

任务 记录数 分值 得
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据 分 

电路安装正确  30  

录放音功能正常  20  
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模块二 电子产品 PCB 设计 
 

H1-2 电子产品 PCB 板图设计 

1、任务描述 

提供某一小型电子产品的电路原理图样图，根据给出产品技术参数、工作环境和适用范

围等指标，按照 PCB 布局、布线的基本原则，合理的设计出单面 PCB 版图。 

其中，要求产品电路原理图元件数量在 30 个左右，全部采用 THT 元件。电路原理图中

应包括常用的电阻、电容、晶体管、集成芯片、接插件及非标准尺寸的器件等。 

2、测试要求 

（1）技能要求 

能按设计规范正确绘制出电路原理图；在设计中能规范电子产品的 PCB 工艺设计，使

PCB 设计满足可测试性、可生产性和可维护性；PCB 上元器件的选用应保证封装与元器件实

物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等相符；焊盘设计符合可制造性要求；器件布局应满足单

板安装干涉，符合可控制造性要求；PCB 布线应选择合适的线宽、线距、转折（例如弧形、

45 度）等，符合电气规则（承载电流能力、电气间隙要求等）和可制造性要求；按照产品

安装尺寸大小、位置，能正确设计 PCB 版图大小及安装孔位置。 

（2）素养要求 

符合企业基本的 6S (整理、整顿、清扫、清洁、修养、安全) 管理要求。能按要求进

行工具的定置和归位、工作台面保持清洁，体现良好的工作习惯（例如无多余或重复布线，

擅于在 CAD 设计软件合理设置“Design Rules…”并运用“DRC(Design Rules Checker)”

进行检查，了解如何输出“*.DRR(Drill 数控钻孔文件)”、“BOM(Bill of Materials/物料

清单)”等 PCB 光板及电子组装的生产信息”），严格遵循单面 PCB 版绘制流程和工艺要求，

具有安全用电意识。 

（3）测试时间：120 分钟。 

（4）评分标准 

本项目评价标准如下表所示。 

考核内

容 
考核点 配分 评分细则 备注 

职业素

养与操

作规范 

50% 

平台使用 10 
未正确进行电脑开关机，扣 5 分，不能正确开

启设计平台软件扣 5 分 

 

职业行为

习惯 
10 

工位清理不整齐，不整洁扣 5 分/次，未遵守

安全规则，扣 5 分。 

 

操作过程

规范 
30 

1. 文件路径错误扣 2 分 

2. 
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4. 元件标号、参数、网络标号、设置错误，

每处扣 1～5 分 

5. 连线、节点错误扣 1～5 分 

6. 未生成网络表扣 2 分 

PCB 版图  30 

1. 自制封装错误扣 1～5 分。 

2. 板框、尺寸错误，扣 2 分。 

3. 单/双面板设置错误扣 3 分 

4. 元件调入错误扣 1～3 分 

5. 布线设置错误扣 1～5 分 

6. 元件布线遗漏、错误扣 1～5 分 

7. 未布泪滴扣 2 分。 

8. 元器件清单报表错误一处扣 1 分。 

 

 

（5）试题内容 

本项目下设 15 套操作试题，抽查时，学生只需按照相关操作规范独立完成其中一套试

题所给定任务。 
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测试题 T2-1 直流稳压电源 PCB 版图设计 

1、任务描述 

根据产品原理图参考资料和所给出的技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照 PCB

布局、布线的基本原则，合理的设计出 PCB 图。 

1. 电路原理图和元器件资料 

 

 

图 2-1-1 电源电路原理图 

 

图 2-1-2 封装图 

绘制封装 CAP，焊盘间距 300mil，尺寸 90*90mil，hole size 40mil，外圆直径 600mil 

 

2.元器件参数清单列表： 

 

表 2-1-4 元器件参数清单列表： 

Num Designator Comment Compone LIB Footprint LIB 
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nt 

1 P1，P2 
ACIN12V，

OUT 
HDR1X3 

Misc



 38 

（4）器件之间的最小间距应满足基本间距要求； 

二、实施条件 

台式电脑（2G 以上内存，200G 以上硬盘，windowXP 以上系统）：一台；Altium Designer 

2013 版本及以上应用软件平台。 

三、考核时量 

调试时间：120 分钟 

四、评分标准（见表 2-1-2） 

表 2-1-2  PCB 版图绘制评分细则 

考核内

容 
考核点 配分 评分细则 备注 

职业素

养与操

作规范 

20% 

平台使用 10 
未正确进行电脑开关机，扣 5 分，不能正确开

启设计平台软件扣 5 分 

 

职业行为

习惯 
10 

工位清理不整齐，不整洁扣 5 分/次，未遵守

安全规则，扣 5 分。 

 

操作 

规范 

30% 

操作过程

规范 
30 

8. 文件路径错误扣 2 分 

9. 文件命名错误扣 3 分 

10. 文件夹中存在无效文档扣 5 分 

11. ERC 校验错误一处扣 2 分 

12. DRC 检查错误一处扣 2 分 

13. 原理图，PCB 元件布局不规范不合理扣

3～5 分 

14. 丝印不整齐扣 1～3 分 

 

作品 

50% 

原理图 20 

7. 未创建*.sch 扣 1 分 

8. 图纸尺寸设置错误扣 2 分 

9. 自制元件错误扣 1～5 分 

10. 元件标号、参数、网络标号、设置错误，

每处扣 1～5 分 

11. 连线、节点错误扣 1～5 分 

12. 未生成网络表扣 2 分 

 

PCB 版图  30 

9. 自制封装错误扣 1～5 分。 

10. 板框、尺寸错误，扣 2 分。 

11. 单/双面板设置错误扣 3 分 

12. 元件调入错误扣 1～3 分 

13. 布线设置错误扣 1～5 分 

14. 元件布线遗漏、错误扣 1～5 分 

15. 未布泪滴扣 2 分。 

16. 元器件清单报表错误一处扣 1 分。 
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测试题 T2-2 SMT 信号发生器 PCB 版图设计 

1、任务描述 

根据产品原理图参考资料和所给出的技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照 PCB

布局、布线的基本原则，合理的设计出 PCB 图。 

1.电路原理图和元器件资料 

 

图 2-1-9 电路原理图 

 

 

2.元器件参数清单列表： 

表 2-1- 6 元器件参数清单列表： 

Num Designator Comment Component LIB Footprint LIB 

1 R1-R3  RES2 
Miscellaneous 

Devices 
AXIAL-0.3 

Miscellaneous 

Devices 

2 C1,C2 30P 
cap Miscellaneous 

Devices 
RAD-0.1 

Miscellaneous 

Devices 

3 Q1 9013 
2N3904 Miscellaneous 

Devices 

TO-92A Miscellaneous 

Devices 

4 D1 LED 
LED2 Miscellaneous 

Devices 
自制 自制库 

5 U1 4060 4060 自制 DIP-16 
Miscellaneous 

Devices 

6 U2 74LS393 74LS393 自制 DIP-14 
Miscellaneous 

Devices 

7 J1 VCC Header 2 
Miscellaneous 

Connectors 
HDR1X2 

Miscellaneous 

Connectors 

8 Y1 4.19MHz XTAL 
Miscellaneous 

Devices 
R38 

Miscellaneous 

Devices 

 

3.步骤 



 40 

（1）创建文件夹    D:\考生序号  ； 

（2）创建项目      考生序号.PrjPCB， 

（3）创建原理图   test.SchDoc，采用 A4 图纸，捕捉栅格 10，可视栅格为 10，电气栅

格 4 

（4）创建原理图库文件    test.schlib，   新建原理图元件        ；（本项不做） 

（5）创建封装库文件      test.pcblib，   新建封装元件    SOT23_NEW； 

（6）按照考题所提供的元件列表与电路图完成原理图 

（7）对原理图运行电气规则检查，并排除错误。 

（8）创建 PCB，test.PcbDoc，大小为 1500mil*900mil； 

（9）将原理图元件导入到 PCB 中。 

（10）设置布线设计规则， 

PCB 为   单面板  

安全间距为   8mil； 

要求布线宽度 

VCC 为 15~15mil，典型值 15mil 

GND 为 15~15mil，典型值 15mil 

其他为 10～20mil，典型值 10mil 

（11）设置 PCB 左下角为原点，在 PCB 两角设计安装定位孔 4 个 ，孔内径 100mil，

坐标为（150mil，150mil）（1350mil，750mil）（150mil，750mil）（1350mil，150mil）； 

（12）按照 IPC 标准和实用性原则，对 PCB 进行布局、布线。 

（13）对焊盘补泪滴，整理丝印标识，并在 PCB 上标注 年月日和考生号。 

（14）对 PCB 进行 DRC 校验修正错误 

（15）生成 BOM 文件，格式为 XLS 或 PDF。 

 

4.工艺要求： 

（1）元件布局应模块化，方便安装、调试，布线规范。 

（2）PCB 应满足电子产品的工艺设计，具有可测试性、可生产性和可维护性； 

（3）PCB 上元器件的选用应保证封装与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等

相符； 

（4）器件之间的最小间距应满足基本间距要求； 

二、实施条件 

台式电脑（2G 以上内存，200G 以上硬盘，windowXP 以上系统）：一台；

Altium Designer 2013 版本及以上应用软件平台。 

三、考核时量 

调试时间：120 分钟 

四、评分标准（见表 2-1-2） 
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测试题 T2-3 单片机 USB-ISP 下载板 PCB 版图设计 

1、任务描述 

根据产品原理图参考资料和所给出的技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照 PCB

布局、布线的基本原则，合理的设计出 PCB 图。 

1.如图所示电路原理图与元器件资料 

 

图 2-1-11 单片机 USB 下载线原理图 

 

图 2-1-12 自制元件 USB 
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图 2-1-13 自制封装 DIP28 

焊盘尺寸为 100*60mil，孔径 40mil，相邻焊盘上下间距 100mil，左右间距为 600mil 

 

2.元器件参数清单列表： 

表 2-1-7 元器件参数清单列表： 

Num Designator Comment 
Compone

nt 
LIB Footprint LIB 

1 R1-R6  RES2 
Miscellaneous 

Devices 
AXIAL-0.3 

Miscellaneous 

Devices 

2 C1，C2  
cap Miscellaneous 

Devices 
RAD-0.1 

Miscellaneous 

Devices 

3 XTAL  XTAL 
Miscellaneous 

Devices 
R38 

Miscellaneous 

Devices 

4 U1 MEGA8L 自制 自制 DIP28 自制库 

5 J1  USB 自制库 HDR1X4 
Miscellaneous 

Connectors 
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6 J2  Header 5 
Miscellaneous 

Connectors 
HDR1X5 

Miscellaneous 

Connectors 

7 D1-D2 1n4007 
Diode Miscellaneous 

Devices 
DO-35 

Miscellaneou

s Devices 

 

3.步骤 

（1）创建文件夹    D:\考生序号  ； 

（2）创建项目      考生序号.PrjPCB， 

（3）创建原理图   test.SchDoc，采用 A4 图纸，捕捉栅格 10，可视栅格为 10，电气栅

格 4 

（4）创建原理图库文件    test.schlib，   新建原理图元件     USB   

（5）创建封装库文件      test.pcblib，   新建封装元件       DIP28      ； 

（6）按照考题所提供的元件列表与电路图完成原理图 

（7）对原理图运行电气规则检查，并排除错误。 

（8）创建 PCB，test.PcbDoc，大小为 2800mil*1500mil； 

（9）将原理图元件导入到 PCB 中。 

（10）设置布线设计规则， 

PCB 为   单面板  

安全间距为   10mil； 

要求布线宽度 

VCC 为 25~35mil，典型值 30mil 

GND 为 35~45mil，典型值 40mil 

其他为 15～25mil，典型值 20mil 

（11）设置 PCB 左下角为原点，在 PCB 两角设计安装定位孔 4 个 ，孔内径 100mil，

坐标为（150mil，150mil）（2650mil，1350mil）（2650mil，150mil）（150mil，1350mil）； 

（12）按照 IPC 标准和实用性原则，对 PCB 进行布局、布线。 

（13）对焊盘补泪滴，整理丝印标识，并在 PCB 上标注 年月日和考生号。 

（14）对 PCB 进行 DRC 校验修正错误 

（15）生成 BOM 文件，格式为 XLS 或 PDF。 

 

4.工艺要求： 

（1）元件布局应模块化，方便安装、调试，布线规范。 

（2）PCB 应满足电子产品的工艺设计，具有可测试性、可生产性和可维护性； 

（3）PCB 上元器件的选用应保证封装与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等

相符； 

（4）器件之间的最小间距应满足基本间距要求； 

二、实施条件 

台式电脑（2G 以上内存，200G 以上硬盘，windowXP 以上系统）：一台；

Altium Designer 2013 版本及以上应用软件平台。 

三、考核时量 

调试时间：120 分钟 
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四、评分标准（见表 2-1-2） 
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测试题 T2-4 三极管放大电路 PCB 版图设计 

1、任务描述 

根据产品原理图参考资料和所给出的技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照 PCB

布局、布线的基本原则，合理的设计出 PCB 图。 

1.如图所示电路原理图与元器件资料 

 

图 2-1-18 三极管放大电路原理图 
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图 2-1-19  自制封装 

绘制封装 CAP，焊盘间距 100mil，尺寸 60*80mil，hole size 35mil，外圆直径 200mil 

自制封装 CAP 

2.元器件参数清单列表： 

表 2-1-10 元器件参数清单列表： 

Num Designator Comment Component LIB Footprint LIB 

1 R1-R10  RES2 
Miscellaneo

us Devices 
AXIAL-0.3 

Miscellaneous 

Devices 

2 C1，C2，C4 1uF Cap Pol1 
Miscellaneo

us Devices 
自制 自制库 

3 C3,C5 47uF cap 
Miscellaneo

us Devices 
自制 自制库 

4 J1-J3  Header 2 

Miscellaneo

us 

Connectors 

HDR1X2 
Miscellaneous 

Connectors 

5 Q1-Q2 8050 2N3904 
Miscellaneo

us Devices 
TO-92A 

Miscellaneou

s Devices 

 

3.步骤 

（1）创建文件夹    D:\考生序号  ； 

（2）创建项目      考生序号.PrjPCB， 

（3）创建原理图   test.SchDoc，采用 A4 图纸，捕捉栅格 10，可视栅格为 10，电气栅

格 4 

（4）创建原理图库文件    test.schlib，   新建原理图元件         （本项不做） 

（5）创建封装库文件      test.pcblib，   新建封装元件       DIP20     ； 



 47 

（6）按照考题所提供的元件列表与电路图完成原理图 

（7）对原理图运行电气规则检查，并排除错误。 

（8）创建 PCB，test.PcbDoc，大小为 2400mil*1400mil； 

（9）将原理图元件导入到 PCB 中。 

（10）设置布线设计规则， 

PCB 为   单面板  

安全间距为   10mil； 

要求布线宽度 

VCC 为 25~35mil，典型值 30mil 

GND 为 35~45mil，典型值 40mil 

其他为 15～25mil，典型值 20mil 

（11）设置 PCB 左下角为原点，在 PCB 两角设计安装定位孔 4 个 ，孔内径 100mil，

坐标为（150mil，150mil）（2250mil，1250mil）（2250mil，150mil）（150mil，1250mil）； 

（12）按照 IPC 标准和实用性原则，对 PCB 进行布局、布线。 

（13）对焊盘补泪滴，整理丝印标识，并在 PCB 上标注 年月日和考生号。 

（14）对 PCB 进行 DRC 校验修正错误 

（15）生成 BOM 文件，格式为 XLS 或 PDF。 

 

4.工艺要求： 

（1）元件布局应模块化，方便安装、调试，布线规范。 

（2）PCB 应满足电子产品的工艺设计，具有可测试性、可生产性和可维护性； 

（3）PCB 上元器件的选用应保证封装与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等

相符； 

（4）器件之间的最小间距应满足基本间距要求； 

二、实施条件 

台式电脑（2G 以上内存，200G 以上硬盘，windowXP 以上系统）：一台；

Altium Designer 2013 版本及以上应用软件平台。 

三、考核时量 

调试时间：120 分钟 

四、评分标准（见表 2-1-2） 
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测试题 T2-5 多谐振荡器 PCB 版图设计 

1、任务描述 

根据产品原理图参考资料和所给出的技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照 PCB

布局、布线的基本原则，合理的设计出 PCB 图。 

1.如图所示电路原理图与元器件资料 

 

图 2-1-20 电路原理图 

 

图 2-1-21 自制元件 
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图 2-1-22 自制封装 

绘制封装 DIODE0.3，焊盘间距 300mil，尺寸 60*80mil，hole size 35mil 

 

2.元器件参数清单列表 

表 2-1-11 元器件参数清单列表： 

Num Designator Comment Component LIB Footprint LIB 

1 P1 VCC Header 2 
Miscellaneous 

Connectors 
HDR1X2 

Miscellaneous 

Connectors 

2 
C1，C3 100uF Cap 

Miscellaneous 

Devices 自制 
自制 

3 
C2，C4 0.1uF,0.01 Cap 

Miscellaneous 

Devices RAD-0.1 

Miscellaneous 

Connectors 

4 
D1 1N4007 Diode 1N4001 

Miscellaneous 

Devices DIODE-0.4 

Miscellaneous 

Connectors 

5 
D2 5V D zener 

Miscellaneous 

Devices DIODE-0.4 

Miscellaneou

Connectors

 
 

C3   

Miscellaneous 

Devices 
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（4）创建原理图库文件    test.schlib，   新建原理图元件   NE555NEW   

（5）创建封装库文件      test.pcblib，   新建封装元件     Diode0.3； 

（6）按照考题所提供的元件列表与电路图完成原理图 

（7）对原理图运行电气规则检查，并排除错误。 

（8）创建 PCB，test.PcbDoc，大小为 2000mil*1000mil； 

（9）将原理图元件导入到 PCB 中。 

（10）设置布线设计规则， 

PCB 为   单面板  

安全间距为   10mil； 

要求布线宽度 

+5V 为 25~35mil，典型值 30mil 

GND 为 35~45mil，典型值 40mil 

其他为 15～25mil，典型值 20mil 

（11）设置 PCB 左下角为原点，在 PCB 两角设计安装定位孔 4 个 ，孔内径 100mil，

坐标为（150mil，150mil）（1850mil，850mil）（150mil，850mil）（1850mil，150mil）； 

（12）按照 IPC 标准和实用性原则，对 PCB 进行布局、布线。 

（13）对焊盘补泪滴，整理丝印标识，并在 PCB 上标注 年月日和考生号。 

（14）对 PCB 进行 DRC 校验修正错误 

（15）生成 BOM 文件，格式为 XLS 或 PDF。 

 

4.工艺要求： 

（1）元件布局应模块化，方便安装、调试，布线规范。 

（2）PCB 应满足电子产品的工艺设计，具有可测试性、可生产性和可维护性； 

（3）PCB 上元器件的选用应保证封装与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等

相符； 

（4）器件之间的最小间距应满足基本间距要求； 

二、实施条件 

台式电脑（2G 以上内存，200G 以上硬盘，windowXP 以上系统）：一台；

Altium Designer 2013 版本及以上应用软件平台。 

三、考核时量 

调试时间：120 分钟 

四、评分标准（见表 2-1-2） 
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测试题 T2-6  振荡器 PCB 版图设计 

1、任务描述 

根据产品原理图参考资料和所给出的技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照 PCB

布局、布线的基本原则，合理的设计出 PCB 图。 

1.电路原理图和元器件资料 

 

图 2-1-27 电路原理图 

 

图 2-1-28 自制封装 
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绘制封装 CAP，焊盘间距 100mil，尺寸 60*80mil，hole size 35mil，外圆直径 200mil 

 

2.元器件参数清单列表 

表 2-1- 14 元器件参数表 

Num Designator Comment Component LIB Footprint LIB 

1 R1-R4  RES2 
Miscellaneous 

Devices 
AXIAL-0.3 

Miscellaneous 

Devices 

2 C1,C2 
22uF 

Cap Pol1 
Miscellaneous 

Devices 
自制 自制库 

3 Q1,Q2 9013 2N3904 
Miscellaneous 

Devices 
TO-92A 

Miscellaneous 

Devices 

4 
D1,D2 LED LED0 

Miscellaneou

s Devices 自制 
自制 

5 P1 VCC5V Header 2 
Miscellaneous 

Connectors 
HDR1X2 

Miscellaneous 

Connectors 

 

3.步骤 

（1）创建文件夹    D:\考生序号  ； 

（2）创建项目      考生序号.PrjPCB， 

（3）创建原理图   test.SchDoc，采用 A4 图纸，捕捉栅格 10，可视栅格为 10，电气栅

格 4 

（4）创建原理图库文件    test.schlib，   新建原理图元件       （本项不做） 

（5）创建封装库文件      test.pcblib，   新建封装元件     CAP   ； 

（6）按照考题所提供的元件列表与电路图完成原理图 

（7）对原理图运行电气规则检查，并排除错误。 

（8）创建 PCB，test.PcbDoc，大小为 1600*1200mil； 

（9）将原理图元件导入到 PCB 中。 

（10）设置布线设计规则， 

PCB 为   单面板  

安全间距为   10mil； 

要求布线宽度 

VCC 为 20~50mil，典型值 30mil 

GND 为 20~50mil，典型值 40mil 
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（3）PCB 上元器件的选用应保证封装与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等

相符； 

（4）器件之间的最小间距应满足基本间距要求； 

  

二、实施条件 

台式电脑（2G 以上内存，200G 以上硬盘，windowXP 以上系统）：一台；

Altium Designer 2013 版本及以上应用软件平台。 

三、考核时量 

调试时间：120 分钟 

四、评分标准（见表 2-1-2） 
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测试题 T2-7  多 LED 振荡器 PCB 版图设计 

一、任务描述 

根据产品原理图参考资料和所给出的技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照 PCB

布局、布线的基本原则，合理的设计出 PCB 图。 

① 电路原理图和元器件资料 

 

图 2-1-33 电路原理图 

 

图 2-1-34 自制封装 

 

绘制封装 CAP，焊盘间距 200mil，尺寸 70*90mil，hole size 40mil，外圆直径 400mil 
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2.元器件参数清单列表 

表 2-1- 17 元器件参数表 

Num Designator Comment Component LIB Footprint LIB 

1 R1-R2  RES2 
Miscellaneous 

Devices 
AXIAL-0.3 

Miscellaneous 

Devices 

2 C1,C2 
220uF 

Cap Pol1 
Miscellaneous 

Devices 
自制 自制库 

3 Q1,Q2 8550 2N3906 
Miscellaneous 

Devices 
TO-92A 

Miscellaneous 

Devices 

4 
D1-D10 LED LED0 

Miscellaneous 

Devices 自制 
自制 

5 P1 VCC5V Header 2 
Miscellaneous 

Connectors 
HDR1X2 

Miscellaneous 

Connectors 

6 RP 10k RPot 
Miscellaneous 

Devices 
VR5 

Miscellaneous 

Devices 

 

3.步骤 

（1）创建文件夹    D:\考生序号  ； 

（2）创建项目      考生序号.PrjPCB， 

（3）创建原理图   test.SchDoc，采用 A4 图纸，捕捉栅格 10，可视栅格为 10，电气栅

格 4 

（4）创建原理图库文件    test.schlib，   新建原理图元件          （本项不做） 

（5）创建封装库文件      test.pcblib，   新建封装元件     CAP   ； 

（6）按照考题所提供的元件列表与电路图完成原理图 

（7）对原理图运行电气规则检查，并排除错误。 

（8）创建 PCB，test.PcbDoc，大小为 2400*1200mil； 

（9）将原理图元件导入到 PCB 中。 

（10）设置布线设计规则， 

PCB 为   单面板  

安全间距为   10mil； 

要求布线宽度 

VCC 为 20~50mil，典型值 30mil 

GND 为 20~50mil，典型值 40mil 

其他为 10～30mil，典型值 20mil 

（11）设置 PCB 左下角为原点，在 PCB 两角设计安装定位孔 4 个 ，孔内径 100mil，

坐标为（150mil，150mil）（2250mil，1050mil）（150mil，1050mil）（2250mil，150mil）；  

（12）按照 IPC 标准和实用性原则，对 PCB 进行布局、布线。 

（13）对焊盘补泪滴，整理丝印标识，并在 PCB 上标注 年月日和考生号。 

（14）对 PCB 进行 DRC 校验修正错误 

（15）生成 BOM 文件，格式为 XLS 或 PDF。 

 

4.工艺要求： 

（1）元件布局应模块化，方便安装、调试，布线规范。 
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（2）PCB 应满足电子产品的工艺设计，具有可测试性、可生产性和可维护性； 

（3）PCB 上元器件的选用应保证封装与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等

相符； 

（4）器件之间的最小间距应满足基本间距要求； 

 

二、实施条件 

台式电脑（2G 以上内存，200G 以上硬盘，windowXP 以上系统）：一台；

Altium Designer 2013 版本及以上应用软件平台。 

三、考核时量 

调试时间：120 分钟 

四、评分标准（见表 2-1-2） 
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测试题 T2-8  SMT-多谐振荡器 PCB 版图设计 

一、任务描述 

根据产品原理图参考资料和所给出的技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照 PCB

布局、布线的基本原则，合理的设计出 PCB 图。 

1.如图所示电路原理图与元器件资料 

 

图 2-1-40 电路原理图 

 

图 2-1-41 自制元件 

 

2.元器件参数清单列表 

表 2-1- 21 元器件参数清单列表： 

Num Designator Comment Component LIB Footprint LIB 

1 P1 VCC Header 2 
Miscellaneous 

Connectors 
HDR1X2 

Miscellaneous 

Connectors 

2 
C1，C3 100uF Cap 

Miscellaneous 

Devices 自制 
自制 

3 
C2，C4 0.1uF,0.01 Cap 

Miscellaneous 

Devices RAD-0.1 

Miscellaneous 

Devices 

4 
D1 1N4007 Diode 1N4001 

Miscellaneous 

Devices 
DIODE-0.4 

Miscellaneous 

Devices 

5 D2 5V D zener Miscellaneous DIODE-0.4 Miscellaneous 
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Devices Devices 

6 
D3 LED LED0 

Miscellaneous 

Devices 
自制 自制  

7 
R1-R5  RES 2 

Miscellaneous 

Devices 
AXIAL-0.3 

Miscellaneous 

Devices 

8 U1 NE555 NE555NEW 自制库 DIP-8 
Miscellaneous 

Devices 

9 
Q1 8050 2N3904 

Miscellaneous 

Devices 

TO-92A Miscellaneous 

Devices 

 

3.步骤 

（1）创建文件夹    D:\考生序号  ； 

（2）创建项目      考生序号.PrjPCB， 

（3）创建原理图   test.SchDoc，采用 A4 图纸，捕捉栅格 10，可视栅格为 10，电气栅

格 4 

（4）创建原理图库文件    test.schlib，   新建原理图元件   NE555NEW   

（5）创建封装库文件      test.pcblib，   新建封装元件     SOT23_NEW   ； 

（6）按照考题所提供的元件列表与电路图完成原理图 

（7）对原理图运行电气规则检查，并排除错误。 

（8）创建 PCB，test.PcbDoc，大小为 1400mil*800mil； 

（9）将原理图元件导入到 PCB 中。 

（10）设置布线设计规则， 

PCB 为   单面板  

安全间距为   8mil； 

要求布线宽度：为 15～20mil，典型值 15mil 

（11）设置 PCB 左下角为原点，在 PCB 两角设计安装定位孔 4 个 ，孔内径 100mil，

坐标为（150mil，150mil）（1250mil，650mil）（150mil，650mil）（1250mil，150mil）； 

（12）按照 IPC 标准和实用性原则，对 PCB 进行布局、布线。 

（13）对焊盘补泪滴，整理丝印标识，并在 PCB 上标注 年月日和考生号。 

（14）对 PCB 进行 DRC 校验修正错误 

（15）生成 BOM 文件，格式为 XLS 或 PDF。 

 

4.工艺要求： 

（1）元件布局应模块化，方便安装、调试，布线规范。 

（2）PCB 应满足电子产品的工艺设计，具有可测试性、可生产性和可维护性； 

（3）PCB 上元器件的选用应保证封装与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等

相符； 

（4）器件之间的最小间距应满足基本间距要求； 

 

二、实施条件 

台式电脑（2G 以上内存，200G 以上硬盘，windowXP 以上系统）：一台；

Altium Designer 2013 版本及以上应用软件平台。 
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三、考核时量 

调试时间：120 分钟 

四、评分标准（见表 2-1-2） 
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测试题 T2-9 三角波发生器 PCB 版图设计 

1、任务描述 

根据产品原理图参考资料和所给出的技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照 PCB

布局、布线的基本原则，合理的设计出 PCB 图。 

1.如图所示电路原理图与元器件资料 

 

图 2-1-45 三角波发生器原理图 

 

绘制元件 NE555NEW，可参考原库中的元件 
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图 2-1-46 自制元件 

 

自制封装 DIODE0.3（焊盘间距 300mil，焊盘尺寸 60*80mil，hole size 35mil） 

 

 

2.元器件参数清单列表： 

表 2-1- 22 元器件参数清单列表： 

Num Designator Comment Component LIB Footprint LIB 

1 P1 VCC Header 2 
Miscellaneous 

Connectors 
HDR1X2 

Miscellaneous 

Connectors 

2 C1~C2 103，104 Cap 
Miscellaneous 

Devices 
C0805 

Miscellaneous 

Connectors 

3 R1~R6  RES 2 
Miscellaneous 

Devices 
C1206 

Miscellaneous 

Devices 

4 U1 NE555 NE555NEW 自制库 DIP-8 
Miscellaneous 

Devices 

5 Q1~Q3 
9012 

9013 

2N3904 

2N3906 

Miscellaneous 

Devices 
TO-92A 

Miscellaneous 

Devices 

6 D1,D2 3v6 D zener 
Miscellaneous 

Devices 

新建

Diode0.3 
自制库 

 

3.步骤 

（1）创建文件夹    D:\考生序号  ； 

（2）创建项目      考生序号.PrjPCB， 

（3）创建原理图   test.SchDoc，采用 A4 图纸，捕捉栅格 10，可视栅格为 10，电气栅

格 4 

（4）创建原理图库文件    test.schlib，   新建原理图元件   NE555NEW   

（5）创建封装库文件      test.pcblib，   新建封装元件     Diode0.3； 

（6）按照考题所提供的元件列表与电路图完成原理图 

（7）对原理图运行电气规则检查，并排除错误。 

（8）创建 PCB，test.PcbDoc，大小为 1600mil*1000mil； 



 62 

（9）将原理图元件导入到 PCB 中。 

（10）设置布线设计规则， 

PCB 为   双面板  

安全间距为   10mil； 

要求布线宽度 

VCC 为 25~35mil，典型值 30mil 

GND 为 35~45mil，典型值 40mil 

其他为 15～25mil，典型值 20mil 

（11）设置 PCB 左下角为原点，在 PCB 两角设计安装定位孔 4 个 ，孔内径 100mil，

坐标为（150mil，150mil）（1450mil，850mil）（150mil，850mil）（1450mil，150mil）； 

（12）按照 IPC 标准和实用性原则，对 PCB 进行布局、布线。 

（13）对焊盘补泪滴，整理丝印标识，并在 PCB 上标注 年月日和考生号。 

（14）对 PCB 进行 DRC 校验修正错误 

（15）生成 BOM 文件，格式为 XLS 或 PDF。 

 

4.工艺要求： 

（1）元件布局应模块化，方便安装、调试，布线规范。 

（2）PCB 应满足电子产品的工艺设计，具有可测试性、可生产性和可维护性； 

（3）PCB 上元器件的选用应保证封装与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等

相符； 

（4）器件之间的最小间距应满足基本间距要求； 

 

二、实施条件 

台式电脑（2G 以上内存，200G 以上硬盘，windowXP 以上系统）：一台；

Altium Designer 2013 版本及以上应用软件平台。 

三、考核时量 

调试时间：120 分钟 

四、评分标准（见表 2-1-2） 
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测试题 T2-10 信号处理电路（频率计）PCB 版图设计 

1、任务描述 

根据产品原理图参考资料和所给出的技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照 PCB

布局、布线的基本原则，合理的设计出 PCB 图。 

1.如图所示电路原理图与元器件资料 

 

 

图 2-1- 51 原理图 

 

图 2-1-52 自制封装 

 

2.元器件参数清单列表： 

表 2-1- 25 元器件参数清单列表： 

Num Designator Comment Component LIB Footprint LIB 

1 J1-J3  Header 2 
Miscellaneous 

Connectors 
HDR1X2 

Miscellaneous 

Connectors 

2 C1 
100uF 

Cap Pol1 
Miscellaneous 

Devices 
自制 自制 
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3 C2 0.1uF Cap 
Miscellaneous 

Devices 
C0805 

Miscellaneous 

Connectors 

4 R4~R7  RES 2 
Miscellaneous 

Devices 
C1206 

Miscellaneous 

Devices 

5 RP 10k RPot 
Miscellaneous 

Devices 
DWQ 

Miscellaneous 

Devices 

6 
LED1 LED LED0 

Miscellaneous 

Devices 自制 
自制 

7 S1  SW-PB 
Miscellaneous 

Devices 
自制 自制 

8 U4 NE555 NE555NEW 自制库 DIP-8 
Miscellaneous 

Devices 

9 U5 74HC00 74LS00 考试下发库 DIP-14 
Miscellaneous 

Devices 

 

3.步骤 

（1）创建文件夹    D:\考生序号  ； 

（2）创建项目      考生序号.PrjPCB， 

（3）创建原理图   test.SchDoc，采用 A4 图纸，捕捉栅格 10，可视栅格为 10，电气栅

格 4 

（4）创建原理图库文件    test.schlib，   新建原理图元件   NE555NEW 

（5）创建封装库文件      test.pcblib，   新建封装元件               （本项不做）； 

（6）按照考题所提供的元件列表与电路图完成原理图 

（7）对原理图运行电气规则检查，并排除错误。 

（8）创建 PCB，test.PcbDoc，大小为 2300mil*1300mil； 

（9）将原理图元件导入到 PCB 中。 

（10）设置布线设计规则， 
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相符； 

（4）器件之间的最小间距应满足基本间距要求； 

 

二、实施条件 

台式电脑（2G 以上内存，200G 以上硬盘，windowXP 以上系统）：一台；

Altium Designer 2013 版本及以上应用软件平台。 

三、考核时量 

调试时间：120 分钟 

四、评分标准（见表 2-1-2） 
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测试题 T2-11 直流稳压电源 PCB 版图设计 

1、任务描述 

根据产品原理图参考资料和所给出的技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照 PCB

布局、布线的基本原则，合理的设计出 PCB 图。 

1.电路原理图和元器件资料 

 

图 2-1-57 电源电路原理图 

 

图 2-1-58 自制封装 

绘制封装 CAP，焊盘间距 300mil，尺寸 90*90mil，hole size 40mil，外圆直径 600mil 

 

2.元器件参数清单列表： 

表 2-1- 28 元器件参数清单列表： 

Num Designator Comment Component LIB Footprint LIB 

1 P1，P2 
ACIN12V，

OUT 
Header 3 

Miscellaneo

us 

Connectors 

HDR1X3 
Miscellaneou

s Devices 

2 D1-D4 1n4007 
Diode Miscellaneo

us Devices 
DO-35 

Miscellaneou

s Devices 

3 C1，C2 3300uF Cap Pol1 Miscellaneo 自制封装 自制库 
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us Devices CAP 

4 C7，C8 
47uF 

Cap Pol1 
Miscellaneo

us Devices 
自制 自制 

5 
C3，C4，C5，

C6 
0.1uF 

Cap Miscellaneo

us Devices 
RAD-0.1 

Miscellaneou

s Devices 

6 U1 7812 Volt Reg 
Miscellaneo

us Devices 
自制 自制 

7 U2 7912 Volt Reg 
Miscellaneo

us Devices 
自制 自制 

 

3.步骤 

（1）创建文件夹    D:\考生序号  ； 

（2）创建项目      考生序号.PrjPCB， 

（3）创建原理图   test.SchDoc，采用 A4 图纸，捕捉栅格 10，可视栅格为 10，电气栅

格 4 

（4）创建原理图库文件    test.schlib，   新建原理图元件       （本项不做） 

（5）创建封装库文件      test.pcblib，   新建封装元件     CAP； 

（6）按照考题所提供的元件列表与电路图完成原理图 

（7）对原理图运行电气规则检查，并排除错误。 

（8）创建 PCB，test.PcbDoc，大小为 3000mil*1200mil； 

（9）将原理图元件导入到 PCB 中。 

（10）设置布线设计规则， 

PCB 为   双面板  

安全间距为   10mil； 

要求布线宽度 

+12，-12 为 25~35mil，典型值 30mil 

GND 为 35~45mil，典型值 40mil 

其他为 15～25mil，典型值 20mil 

（11）设置 PCB 左下角为原点，在 PCB 两角设计安装定位孔 4 个 ，孔内径 100mil，

坐标为（150mil，150mil）（2850mil，1050mil）（150mil，1050mil）（2850mil，150mil）； 

（12）按照 IPC 标准和实用性原则，对 PCB 进行布局、布线。 

（13）对焊盘补泪滴，整理丝印标识，并在 PCB 上标注 年月日和考生号。 

（14）对 PCB 进行 DRC 校验修正错误 

（15）生成 BOM 文件，格式为 XLS 或 PDF。 

 

4.工艺要求： 

（1）元件布局应模块化，方便安装、调试，布线规范。 

（2）PCB 应满足电子产品的工艺设计，具有可测试性、可生产性和可维护性； 

（3）PCB 上元器件的选用应保证封装与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等

相符； 

（4）器件之间的最小间距应满足基本间距要求； 

 

二、实施条件 
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台式电脑（2G 以上内存，200G 以上硬盘，windowXP 以上系统）：一台；

Altium Designer 2013 版本及以上应用软件平台。 

三、考核时量 

调试时间：120 分钟 

四、评分标准（见表 2-1-2） 
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测试题 T2-12 单片机 USB-ISP 下载板 PCB 版图设计 

1、任务描述 

根据产品原理图参考资料和所给出的技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照 PCB

布局、布线的基本原则，合理的设计出 PCB 图。 

1.如图所示电路原理图与元器件资料 

 

图 2-1-61 单片机 USB 下载线原理图 

 

图 2-1-62 自制元件 USB 
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图 2-1-63 自制封装 DIP28 

焊盘尺寸为 100*60mil，孔径 40mil，相邻焊盘上下间距 100mil，左右间距为 600mil 

 

2.元器件参数清单列表： 

表 2-1- 30 元器件参数清单列表： 

Num Designator Comment Component LIB 
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5 J1  USB 自制库 HDR1X4 
Miscellaneous 

Connectors 

6 J2  Header 5 

Miscellane

ous 

Connectors 

HDR1X5 
Miscellaneous 

Connectors 

7 D1-D2 1n4007 

Diode Miscellane

ous 

Devices 

DO-41 
Miscellaneou

s Devices 

 

3.步骤 

（1）创建文件夹    D:\考生序号  ； 

（2）创建项目      考生序号.PrjPCB， 

（3）创建原理图   test.SchDoc，采用 A4 图纸，捕捉栅格 10，可视栅格为 10，电气栅

格 4 

（4）创建原理图库文件    test.schlib，   新建原理图元件     USB   

（5）创建封装库文件      test.pcblib，   新建封装元件       DIP28      ； 

（6）按照考题所提供的元件列表与电路图完成原理图 

（7）对原理图运行电气规则检查，并排除错误。 

（8）创建 PCB，test.PcbDoc，大小为 2500mil*1500mil； 

（9）将原理图元件导入到 PCB 中。 

（10）设置布线设计规则， 

PCB 为   双面板  

安全间距为   10mil； 

要求布线宽度 

VCC 为 25~35mil，典型值 30mil 

GND 为 35~45mil，典型值 40mil 

其他为 15～25mil，典型值 20mil 

（11）设置 PCB 左下角为原点，在 PCB 两角设计安装定位孔 4 个 ，孔内径 100mil，

坐标为（150mil，150mil）（2350mil，1350mil）（150mil，1350mil）（2350mil，150mil）； 

（12）按照 IPC 标准和实用性原则，对 PCB 进行布局、布线。 

（13）对焊盘补泪滴，整理丝印标识，并在 PCB 上标注 年月日和考生号。 

（14）对 PCB 进行 DRC 校验修正错误 

（15）生成 BOM 文件，格式为 XLS 或 PDF。 

 

4.工艺要求： 

（1）元件布局应模块化，方便安装、调试，布线规范。 

（2）PCB 应满足电子产品的工艺设计，具有可测试性、可生产性和可维护性； 

（3）PCB 上元器件的选用应保证封装与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等

相符； 

（4）器件之间的最小间距应满足基本间距要求； 

 

二、实施条件 

台式电脑（2G 以上内存，200G 以上硬盘，windowXP 以上系统）：一台；
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Altium Designer 2013 版本及以上应用软件平台。 

三、考核时量 

调试时间：120 分钟 

四、评分标准（见表 2-1-2） 
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测试题 T2-13 直流稳压电源 PCB 版图设计 

1、任务描述 

根据产品原理图参考资料和所给出的技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照 PCB

布局、布线的基本原则，合理的设计出 PCB 图。 

1.电路原理图和元器件资料 

 
图 2-1- 13 电源电路原理图 
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图 2-1-74 自制封装 

绘制封装 CAP，焊盘间距 100mil，尺寸 60*80mil，hole size 35mil，外圆直径 200mil 

自制封装 CAP 

 

2.元器件参数清单列表： 

表 2-1- 35 元器件参数清单列表： 

Num Designator Comment Component LIB Footprint LIB 

1 P1，P2，P3  Header 2 
Miscellaneous 

Connector HDR1X2 

Miscellaneous 

Devices 

2 
C1，C3,C5  Cap Pol1 

Miscellaneous 

Devices 
自制 自制库 

3 
C2，C4，

C6 0.1uF Cap 

Miscellaneous 

Devices C0805 

Miscellaneous 

Devices 

4 
D1，D2 IN4007 

Diode 

1N4001 

Miscellaneous 

Devices DO-35 

Miscellaneous 

Devices 

5 
VR1，VR2 

MC7812 

MC7805 Volt Reg 

Miscellaneous 

Devices 
自制 自制库 

6 DS1 1000V3A BRIDGE3 自制 自制 自制库 

 

3.步骤 

（1）创建文件夹    D:\考生序号  ； 

（2）创建项目      考生序号.PrjPCB， 

（3）创建原理图   test.SchDoc，采用 A4 图纸，捕捉栅格 10，可视栅格为 10，电气栅

格 4 

（4）创建原理图库文件    test.schlib，   新建原理图元件       （本项不做） 

（5）创建封装库文件      test.pcblib，   新建封装元件     CAP； 

（6）按照考题所提供的元件列表与电路图完成原理图 

（7）对原理图运行电气规则检查，并排除错误。 

（8）创建 PCB，test.PcbDoc，大小为 2500mil*1500mil； 

（9）将原理图元件导入到 PCB 中。 

（10）设置布线设计规则， 

PCB 为   双面板  

安全间距为   10mil； 

要求布线宽度 

+12，+5 为 25~35mil，典型值 30mil 

GND 为 35~45mil，典型值 40mil 

其他为 15～25mil，典型值 20mil 

（11）设置 PCB 左下角为原点，在 PCB 两角设计安装定位孔 4 个 ，孔内径 100mil，

坐标为（150mil，150mil）（2350mil，1350mil）（150mil，1350mil）（2350mil，150mil）； 

（12）按照 IPC 标准和实用性原则，对 PCB 进行布局、布线。 

（13）对焊盘补泪滴，整理丝印标识，并在 PCB 上标注 年月日和考生号。 

（14）对 PCB 进行 DRC 校验修正错误 

（15）生成 BOM 文件，格式为 XLS 或 PDF。 
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4.工艺要求： 

（1）元件布局应模块化，方便安装、调试，布线规范。 

（2）PCB 应满足电子产品的工艺设计，具有可测试性、可生产性和可维护性； 

（3）PCB 上元器件的选用应保证封装与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等

相符； 

（4）器件之间的最小间距应满足基本间距要求； 

 

二、实施条件 

台式电脑（2G 以上内存，200G 以上硬盘，windowXP 以上系统）：一台；

Altium Designer 2013 版本及以上应用软件平台。 

三、考核时量 

调试时间：120 分钟 

四、评分标准（见表 2-1-2） 
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测试题 T2-14 三极管放大电路 PCB 版图设计 

1、任务描述 

根据产品原理图参考资料和所给出的技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照 PCB

布局、布线的基本原则，合理的设计出 PCB 图。 

1.如图所示电路原理图与元器件资料 

 

图 2-1-66 三极管放大电路原理图 
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图 2-1-67 自制封装 

绘制封装 CAP，焊盘间距 100mil，尺寸 60*80mil，hole size 35mil，外圆直径 200mil 

自制封装 CAP 

① 元器件参数清单列表： 

表 2-1- 31 元器件参数清单列表： 

Num Designator Comment Component LIB Footprint LIB 

1 R1-R10  RES2 
Miscellaneo

us Devices 
C1206 

Miscellaneous 

Devices 

2 C1，C2，C4 1uF Cap Pol1 
Miscellaneo

us Devices 
自制 自制 

3 C3,C5 47uF cap 
Miscellaneo

us Devices 
自制 自制库 

4 J1-J3  Header 2 

Miscellaneo

us 

Connectors 

HDR1X2 
Miscellaneous 

Connectors 

5 Q1-Q2 8050 2N3904 
Miscellaneo

us Devices 
TO-92A 

Miscellaneou

s Devices 

 

3.步骤 

（1）创建文件夹    D:\考生序号  ； 

（2）创建项目      考生序号.PrjPCB， 

（3）创建原理图   test.SchDoc，采用 A4 图纸，捕捉栅格 10，可视栅格为 10，电气栅

格 4 

（4）创建原理图库文件    test.schlib，   新建原理图元件           （本项不做） 

（5）创建封装库文件      test.pcblib，   新建封装元件       CAP     ； 

（6）按照考题所提供的元件列表与电路图完成原理图 
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（7）对原理图运行电气规则检查，并排除错误。 

（8）创建 PCB，test.PcbDoc，大小为 2300mil*1200mil； 

（9）将原理图元件导入到 PCB 中。 

（10）设置布线设计规则， 

PCB 为   双面板  

安全间距为   10mil； 

要求布线宽度 

VCC 为 25~35mil，典型值 30mil 

GND 为 35~45mil，典型值 40mil 

其他为 15～25mil，典型值 20mil 

（11）设置 PCB 左下角为原点，在 PCB 两角设计安装定位孔 4 个 ，孔内径 100mil，

坐标为（150mil，150mil）（2150mil，1150mil）（150mil，1150mil）（2150mil，150mil）； 

（12）按照 IPC 标准和实用性原则，对 PCB 进行布局、布线。 

（13）对焊盘补泪滴，整理丝印标识，并在 PCB 上标注 年月日和考生号。 

（14）对 PCB 进行 DRC 校验修正错误 

（15）生成 BOM 文件，格式为 XLS 或 PDF。 

 

4.工艺要求： 

（1）元件布局应模块化，方便安装、调试，布线规范。 

（2）PCB 应满足电子产品的工艺设计，具有可测试性、可生产性和可维护性； 

（3）PCB 上元器件的选用应保证封装与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等

相符； 

（4）器件之间的最小间距应满足基本间距要求； 

 

二、实施条件 

台式电脑（2G 以上内存，200G 以上硬盘，windowXP 以上系统）：一台；

Altium Designer 2013 版本及以上应用软件平台。 

三、考核时量 

调试时间：120 分钟 

四、评分标准（见表 2-1-2） 
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测试题 T2-15 多谐振荡器 PCB 版图设计 

1、任务描述 

根据产品原理图参考资料和所给出的技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照 PCB

布局、布线的基本原则，合理的设计出 PCB 图。 

1.如图所示电路原理图与元器件资料 

 

图 2-1-68 电路原理图 

 

图 2-1-69 自制元件 

绘制元件 NE555NEW，可参考原库中的元件 

 

 

图 2-1-70 自制封装 
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绘制封装 DIODE0.3，焊盘间距 300mil，尺寸 60*80mil，hole size 35mil 

 

 

2.元器件参数清单列表 

表 2-1- 33 元器件参数清单列表 

Num Designator Comment Component LIB Footprint LIB 

1 P1 VCC Header 2 
Miscellaneous 

Connectors 
HDR1X2 

Miscellaneous 

Connectors 

2 
C1，C3 100uF Cap 

Miscellaneous 

Devices 自制 
自制 

3 
C2，C4 0.1uF,0.01 Cap 

Miscellaneous 

Devices C0805 

Miscellaneous 

Connector 

4 
D1 1N4007 Diode 1N4001 

Miscellaneous 

Devices 

新 建

Diode-0.3 
自制库 

5 
D2 5V D zener 

Miscellaneous 

Devices 

新 建

Diode-0.3 
自制库 

6 
D3 LED LED0 

Miscellaneous 

Devices 自制 
自制库 

7 
R1- R5  RES 2 

Miscellaneous 

Devices 
C1206 

Miscellaneous 

Devices 

8 U1 NE555 NE555NEW 自制库 DIP-8 
Miscellaneous 

Devices 

9 
Q1 8050 2N3904 

Miscellaneous 

Devices TO-92A 

Miscellaneous 

Devices 

 

3.步骤 

（1）创建文件夹    D:\考生序号  ； 

（2）创建项目      考生序号.PrjPCB， 

（3）创建原理图   test.SchDoc，采用 A4 图纸，捕捉栅格 10，可视栅格为 10，电气栅

格 4 

（4）创建原理图库文件    test.schlib，   新建原理图元件   NE555NEW   

（5）创建封装库文件      test.pcblib，   新建封装元件     Diode0.3； 

（6）按照考题所提供的元件列表与电路图完成原理图 

（7）对原理图运行电气规则检查，并排除错误。 

（8）创建 PCB，test.PcbDoc，大小为 1800mil*900mil； 

（9）将原理图元件导入到 PCB 中。 

（10）设置布线设计规则， 

PCB 为   双面板  

安全间距为   10mil； 

要求布线宽度 

+5V 为 25~35mil，典型值 30mil 

GND 为 35~45mil，典型值 40mil 

其他为 15～25mil，典型值 20mil 

（11）设置 PCB 左下角为原点，在 PCB 两角设计安装定位孔 4 个 ，孔内径 100mil，
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坐标为（150mil，150mil）（1650mil，750mil）（150mil，750mil）（1650mil，150mil）； 

（12）按照 IPC 标准和实用性原则，对 PCB 进行布局、布线。 

（13）对焊盘补泪滴，整理丝印标识，并在 PCB 上标注 年月日和考生号。 

（14）对 PCB 进行 DRC 校验修正错误 

（15）生成 BOM 文件，格式为 XLS 或 PDF。 

 

4.工艺要求： 

（1）元件布局应模块化，方便安装、调试，布线规范。 

（2）PCB 应满足电子产品的工艺设计，具有可测试性、可生产性和可维护性； 

（3）PCB 上元器件的选用应保证封装与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等

相符； 

（4）器件之间的最小间距应满足基本间距要求； 

 

二、实施条件 

台式电脑（2G 以上内存，200G 以上硬盘，windowXP 以上系统）：一台；

Altium Designer 2013 版本及以上应用软件平台。 

三、考核时量 

调试时间：120 分钟 

四、评分标准（见表 2-1-2） 
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16.测试题 H1-36 运放放大电路 PCB 版图设计 

 

一、任务描述 

根据产品原理图参考资料和所给出的技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照 PCB

布局、布线的基本原则，合理的设计出 PCB 图。 

① 绘制如图所示电路原理图 

 

图 2-1-75 电路原理图 
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图 2-1-76 自制封装 

绘制封装 CAP，焊盘间距 100mil，尺寸 60*80mil，hole size 35mil，外圆直径 200mil 

2.元器件参数如下清单列表 

表 2-1- 36 元器件参数表 

Num Designator Comment Component LIB Footprint LIB 

1 
P1~P6  Header 2 

Miscellaneous 

Connector HDR1X2 

Miscellaneous 

Connector 

2 
C1， C2，

C3  Cap 

Miscellaneous 

Devices 自制 自制库 

3 
R1~R6  RES 2 

Miscellaneous 

Devices C1206 

Miscellaneous 

Devices 

4 
U1 LM358 LM358 

考试下发库 
DIP-8 

Miscellaneous 

Devices 

 

3.设计具体步骤 

（1）创建文件夹    D:\考生序号  ； 

（2）创建项目      考生序号.PrjPCB， 

（3）创建原理图   test.SchDoc，采用 A4 图纸，捕捉栅格 10，可视栅格为 10，电气栅

格 4 

（4）创建原理图库文件    test.schlib，   新建原理图元件           （本项不做） 

（5）创建封装库文件      test.pcblib，   新建封装元件       CAP  ；  

（6）按照考题所提供的元件列表与电路图完成原理图 

（7）对原理图运行电气规则检查，并排除错误。 

（8）创建 PCB，test.PcbDoc，大小为 1600*1000mil； 

（9）将原理图元件导入到 PCB 中。 

（10）设置布线设计规则， 

PCB 为   双面板  

安全间距为   10mil； 

要求布线宽度 

 VCC，-VCC 为 25～35mil，典型值 30mil 

GND 为 35～45mil，典型值 40mil 

其他为 15～25mil，典型值 20mil 

（11）设置 PCB 左下角为原点，在 PCB 两角设计安装定位孔 4 个 ，孔内径 100mil，

坐标为（150mil，150mil）（1450mil，850mil）（150mil，850mil）（1450mil，150mil）；  

（12）按照 IPC 标准和实用性原则，对 PCB 进行布局、布线。 

（13）对焊盘补泪滴，整理丝印标识，并在 PCB 上标注 年月日和考生号。 

（14）对 PCB 进行 DRC 校验修正错误 

（15）生成 BOM 文件，格式为 XLS 或 PDF。 

 

4.工艺要求： 

（1）元件布局应模块化，方便安装、调试，布线规范。 

（2）PCB 应满足电子产品的工艺设计，具有可测试性、可生产性和可维护性； 

（3）PCB 上元器件的选用应保证封装与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等

相符； 
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（4）器件之间的最小间距应满足基本间距要求； 

 

二、实施条件 

台式电脑（2G 以上内存，200G 以上硬盘，windowXP 以上系统）：一台；

Altium Designer 2013 版本及以上应用软件平台。 

三、考核时量 

调试时间：120 分钟 

四、评分标准（见表 2-1-2） 
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模块三：电子产品质量检测 

H1-3 电子产品质量检测 
 

1、任务描述  

某大型电子产品制造企业质检员岗位需要新引进一批员工，按照企业对质检员的岗位要

求，对考生进行面向质检员岗位的综合考核。 

2、测试要求 

（1）技能要求 

电子产品质量检测的相关理论和基本技能，仪器仪表规范操作能力、电子产品检验能力，

安全生产意识和质量保证意识，实际动手能力、综合应用能力和岗位适应能力。 

（2）素养要求 

符合企业基本的 6S (整理、整顿、清扫、清洁、修养、安全) 管理要求。能按要求进

行仪器/工具的定置和归位、工作台面保持清洁、及时清扫废弃管脚及杂物等，能事前进行

接地检查，具有安全用电意识。 

符合企业基本的质量常识和管理要求。能进行通孔和贴片混合安装工艺文件的准备和有

效性确认，产品搬运、摆放等符合产品防护要求。 

符合企业电子产品生产线员工的基本素养要求，体现良好的工作习惯。如：尽量避免裸

手接触可焊表面、不可堆叠电子组件、电烙铁设置和接地检查、先无电或弱电检测(电压表/

万用表)再上电检测、电源或信号输出先检测无误并在断电状态连接作品再上电、仪器的通/

断电顺序、详实记录试验环境(温湿度)、条件和数据等。 

（3）测试时间：120 分钟。 

（4）评分标准 

本项目评价标准如下表所示。 
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评价内容 配分 考核点 备注 

职业素养与

操作规范 

(50 分) 

5 正确着装和佩戴防护用具，做好工作前准备。 

出现明显失误造成

元件或仪表、设备

损坏等安全事故；

严 重 违 反 考 场 纪

律，造成恶劣影响

的本大项记 0 分 

5 采用正确的方法选择电子元器件。 

10 合理选择设备或工具对元件进行成型和插装。 

5 
正确选择装配工具和材料，装配过程符合手工装配

和焊接操作要求。 

15 
合理选择仪器仪表，正确操作仪器设备对电路进行

调试。 

5 按正确流程进行装调，并及时记录装调数据。 

5 
任务完成后，整齐摆放工具及凳子、整理工作台面

等并符合“6S”要求。 

笔试 

（50 

分） 

 50 1. 完成电子产品质检员笔试 
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测试题 T3-1 企业质量管理试卷 1 

一、填空题：（1×20=20 分） 

1、2002 年 10 月欧盟提出 WEEE 指令,其中文名称是_ _______；； 

2、用数字式万用表测量二极管，应将功能开关置于 __ ___挡，将黑表笔接二极管的___ __ 极；红表

笔接二极管的__ ___



 88 

a．光标卡尺 b．钢尺  c．千分厘   d．C 型夹  e．坐标机  

A．a,c,e    B．a,c,d,e    C．a,b,c,e    D．a,e 

15、下图所示的电路板元件，引脚成型正确的是    图。 

 

 

 

 

 

 

 

四、识图题（2×5=10 分） 

请根据 IPC-A-610D Ⅱ级标准判断下面的图例，若为缺陷，请填写相应不良现象，否则填写“良品”。 

 

1、          

 

2、         

 

3、        

 

4、     

 

 

5、    

 

五、简答题（10×4=40 分） 

1、PCB 基板来料不良有哪几个方面？（至少说出五种情况） 

 

 

 

 

2、下列是 QC 七大手法,请将 A ,B 两列中相关内容用线连接起来。 

A                              B 

              集数据                         查检表 

              抓重点                         管制图 

              追原因                         散布图 

              显分布                         层别法 

              找异常                         直方图 

              看相关                         鱼骨图 

A B 
C 
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              作解析                         柏拉图 

3、请写出电子行业常用的 IPC 五大标准？ 

 

4、请简述三极管的电性检验的操作步骤 
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测试题 T3-2 企业质量管理试卷 2 

二、填空题：（1×20=20 分） 

1、ISO 是      的简称，成立于 1947 年，总部在         ； 

2、用数字式万用表测量二极管，应将功能开关置于_____ 挡，将黑表笔接二极管的 ____ 极；红表笔接二

极管的 _____ 极，其显示的读数为二极管的 _________； 

3、ROHS 的有害物质管控为    、    、    、    、     、      ； 

4、QC 七大手法有调查表、数据分层法、散布图、     、     、     、     等。 

5、IQC 进料检验不合格时有哪些处理方式？______、______、_______、_______等； 

二、判断题：（1×10=10 分） 

1、要实现 RoHS 制程，首先要求供应厂商必须提供 RoHS 零件/部件；         （   ） 

2、二极管可以作为电子开关使用。                                      （    ） 

3、5S 活动的 5 个步骤互为依托、层层递进，是不可分割，缺一不可的整体。   (    ) 

4、产品的所有指标都符合标准，一定满足用户需要。                       （    ） 

5、质量检验与生产工人无关。                                           （    ） 

6、焊接后的 PCB 弓曲、弯曲标准：通孔板≤1.5%，表面贴装印制板≤0.75%。  （    ）  

7、PCB 受潮后会出现 PCB 起泡、焊点上锡不良等质量问题。                 （    ） 

8、上料后，如有 IPQC 对物料进行核对了，我们可以不用再核对了。          （    ） 

9、有三只脚的元器件都名叫三极管。                                     （    ） 

10、电子元件在检验时只要功能 OK，外观无关紧要。                        （    ） 

三、选择题（2×15=30 分） 

1、下图所示的电路板插件，插件正确的是    图。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、SMT 常见之检验方法：（     ） 

A．目视检验    B．X 光检验    C．机器视觉检验   D．以上皆是   

3、ICT 之测试能测电子零件采用：（     ） 

A．动态测试    B．静态测试   C．动态+静态测试    D．所有电路零件 100%测试 

4、生产视听家电、白色家电产品，若客户无特殊要求，一般应参照 IPC-A-610F 的______标准。 

A. 1 级  B. 2 级  C. 3 级  D. 4 级 

5、关于为什么要执行 RoHS 指令的理由，以下说法正确的是：(      ) 

A．这些成分有可能对人类健康和环境形成危险； 

B．实施 ROHS 能够降低企业运行组、成本； 

C．是对电子电器产品的一种过度的要求； 

D．因为它主要关系到产品的安全性能。 

6、家用电器的耐压绝缘性能不符合标准是属于____。 

A．致命缺陷  B．严重缺陷  C．轻微缺陷  D．可接受缺陷 

7、产品质量好坏，最终以      来衡量。 

A．价格低廉  B．符合标准  C．使用效果  D．包装精美 

8、在部品承认中按照要求，除目标条件外，最严格的接受条件等级为（   ）  

A、可接受-1 级     B、可接受-2 级   C、可接受-3 级   D、可接受-4 级  

9、可接受的无铅与含铅合金焊点的外观可能呈现相似特征,但无铅合金更多表现出______. 

A:外观明亮,有光泽  

B:较大的润湿接触角 

C:更多的含铅量 

D:零检查 

10、IPC 定义的哪一级产品要求持续地高性能运行或严格按照需要的性能指针运行,不允许故障中断,一旦需要设备必须功

能正常?                    (       ) 

A: 4 级,航空电子产品 

B: 3 级,高性能电子产品 

C: 2 级,专用服务电子产品 

D: 1 级,通用类电子产品 

11、符号为 272 之元件的阻值应为 (       ) 

A.272R    B.270 欧姆     C.2.7K 欧姆     D.27K 欧姆 

12、 顾客不包括（     ） 

A 委托人  B 相关方     C 零售商      D 消费者 

13、物有所值体现的是（     ）。 

A. 质量的经济特性 B. 质量的时效特性 C. 质量的广义特性 D. 质量的相对特性 

14、    图符号是用来表示该电子或电气元件或组件容易被静电损伤。 

 

 

 

 

 

A                           B                       C 

15、质量必须履行的需求主要指（    ） 

A 法律法规规定     B 国家强制标准     C 合同规定    D 以上全部  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

……

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

..

密

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

A B C 

C

C 



 91 

 

 

 

四、识图题（2×5=10 分） 

请根据 IPC-A-610D Ⅱ级标准判断下面的图例，若为缺陷，请填写相应不良现象，否则填写“良品”。 

 

1、  

 

 

2、  

 

 

3、  

 

4、    

 

 

5、     

    

 

 

五、简答题（10×4=40 分） 

1、PCB 基板来料不良有哪几个方面？（至少说出五种情况） 

 

 

 

 

 

 

2、下列是 QC 七大手法,请将 A ,B 两列中相关内容用线连接起来。 

A                              B 

              集数据                         查检表 

              抓重点                         管制图 

              追原因                         散布图 

              显分布                         层别法 

              找异常                         直方图 

              看相关                         鱼骨图 

              作解析                         柏拉图 

 

3、质量管理八大原则是什么？ 

 

 

 

 

 

 

4、请写出国际单位制的 7 种基本单位？？ 
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测试题 T3-3 企业质量管理试卷 3 

三、填空题：（1×20=20 分） 

1、质量是指一组固有特性满足       的程度。 

2、0402 物料是指每个物料的长为     mm，宽为     mm， 

3、电容用字母：   表示，它的基本单位     ，之间的转换关系是 1F=        UF    1UF 

=       PF。 

4、QC 七大手法有调查表、数据分层法、散布图、        、        、        、         等。 

5、IQC 进料检验不合格时有哪些处理方式？______、______、______、______     _等； 

6、 ESD 的含义是指                          ； 

7、集成电路按封装形式分类可以以分成          、          、          、          等 

二、判断题：（1×10=10 分） 

1、产品的可靠性是指产品满足使用目的的所具备的技术特性。                      (   ) 

2、质量检验阶段是一种事后把关型的质量管理，因此不是一种积极的质量管理方式。 (   ) 

3、计量的特点为准确性、一致性、溯源性和法制性四个方面。                        (   ) 

4、某规格电视机的清晰度、可靠性、保修时间等均为固有特性。                    (   )  

5、电视机开箱合格率为 90.5%，这个数据是计数数据。                            (   )  

6、直方图可以直观地反映出产品质量的分布情况。                              (   )  

7、PCB 受潮后会出现 PCB 起泡、焊点上锡不良等质量问题。                           (   ) 

8、上料后，如有 IPQC 对物料进行核对了，我们可以不用再核对了。                    (   ) 

9、有三只脚的元器件都名叫三极管。                                            (   ) 

10、电子元件在检验时只要功能 OK，外观无关紧要。                                (   ) 

三、选择题（2×15=30 分） 

1、下图所示的电路板插件，插件正确的是（     ）图。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、 稳压管的稳压性能是利用（     ）实现的。 

A PN 结的单向导电性   

B PN 结的反向击穿特性    

 C PN 结的正向导通特性  

 D PN 结的正向击穿特性 

 

 

 

 

 

3、下列那种焊接湿润角度最适宜焊接？（     ）  

 

4、生产视听家电、白色家电产品，若客户无特殊要求，一般应参照 IPC-A-610F 的_B__标准。 

A. 1 级  B. 2 级  C. 3 级  D. 4 级 

5、下列不属于 ICT 测试是：（       ） 

A．飞针测试    B．针床测试    C．AOI 测试    D．全自动测试 

6、家用电器的耐压绝缘性能不符合标准是属于（       ） 

A．致命缺陷  B．严重缺陷  C．轻微缺陷  D．可接受缺陷 

7、产品质量好坏，最终以（       ）来衡量。 

A．价格低廉  B．符合标准  C．使用效果  D．包装精美 

8、当 BGA 焊球的尺寸,形状,颜色和对比度都不均匀,判定为（       ） 

A:可接受 -1,2,3 级 

B:目标 -1,2,3 级 

C:缺陷 -1,2,3 级 

D:制程警示 -2,3 级 

9、可接受的无铅与含铅合金焊点的外观可能呈现相似特征,但无铅合金更多表现出（       ） 

A:外观明亮,有光泽  

B:较大的润湿接触角 

C:更多的含铅量 

D:零检查 

10、IPC 定义的哪一级产品要求持续地高性能运行或严格按照需要的性能指针运行,不允许故障中断,一旦需要设备必须

功能正常?                    （       ） 

A: 4 级,航空电子产品 

B: 3 级,高性能电子产品 

C: 2 级,专用服务电子产品 

D: 1 级,通用类电子产品 

11、符号为 272 之元件的阻值应为 （       ） 

A.272R    B.270 欧姆     C.2.7K 欧姆     D.27K 欧姆 

12、顾客不包括（       ） 

A 委托人  B 相关方     C 零售商      D 消费者 

13、物有所值体现的是（       ） 

A. 质量的经济特性 B. 质量的时效特性 C. 质量的广义特性 D. 质量的相对特性 

14、直接目视检验要求检验员视线与被检物之夹角不得小于（       ） 
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   A30° B45° C60° D90°  

15、质量必须履行的需求主要指（       ） 

A 法律法规规定     B 国家强制标准     C 合同规定    D 以上全部  

四、识图题（2×5=10 分） 

请根据 IPC-A-610D Ⅱ级标准判断下面的图例，若为缺陷，请填写相应不良现象，否则填写“良品”。 

 

1、  

2、      

3、  

 

4、  

 

5、  

 

 

 

 

 

五、简答题（10×4=40 分） 

1、PCB 基板来料不良有哪几个方面？（至少说出五种情况） 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、品质部 QC 分工连线 

       

 

  IQC                    出货检验 

IPQC                   最终检验 

FQC                    制程检验 

OQC                    进料检验 

 

 

 

3、质量管理八大原则是什么？ 

 

 

 

4、5S 的主要内容是什么？画出他们之间的关系图？ 
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测试题 T3-4 企业质量管理试卷 4 

四、填空题：（1×20=20 分） 

1、5S 包括       、      、      、       、       ； 

2、用数字式万用表测量二极管，应将功能开关置于 _____ 挡，将黑表笔接二极管的 _____ 极；红表笔接

二极管的_____极，其显示的读数为二极管的 __________； 

3、请列出 SMT 制程工艺中，最常出现的 3 种不良质量缺陷______；      ；____； 

4、ESD 的含义是指_________；。 

5、印刷偏位的允收标准：                  ； 

6、AQL（ACCEPTABLE QUALITY LEVEL）是指      ，一般检验基准为      级； 

7、集成电路按封装形式分类可以以分成______、_____、____、______等 

二、判断题：（1×10=10 分） 

1、RoHS 材料和非 RoHS 材料，只要标识了，就不要紧，哪怕混放在一起；     （     ） 

2、不合格的成品经过挑选后，就不必要再进行检验；                      （     ）                                       

3、锡膏印刷不合格的 PCB 必须要使用酒精进行清洗；                       (     ) 

4、产品的所有指标都符合标准，一定满足用户需要。                      （     ） 

5、不是所有的黑色箱子都是防静电的；                                  （     ） 

6、焊接后的 PCB 弓曲、弯曲标准：通孔板≤1.5%，表面贴装印制板≤0.75%。 （     ）  

7、PCB 受潮后会出现 PCB 起泡、焊点上锡不良等质量问题。                 （     ） 

8、上料后，如有 IPQC 对物料进行核对了，我们可以不用再核对了。         （     ） 

9、首件的核对必须要通过 IPQC 的确认才可批量生产。                     （     ） 

10、焊点拉尖的一般原因是烙铁的撤离方法不当或加热时间过长。           （     ） 

三、选择题（2×15=30 分） 

1、8、下面图示管脚顺序正确的是（   ）。 

A、    C、 

 

 

 

 

 

 

B、  D、 

 

 

 

 

 

 

2、6.8M 欧姆 5%其符号表示：（    ） 

A．682     B．686       C．685          D．684 

    

3、ICT 之测试能测电子零件采用：（     ） 

A．动态测试    B．静态测试   C．动态+静态测试    D．所有电路零件 100%测试 

4、生产视听家电、白色家电产品，若客户无特殊要求，一般应参照 IPC-A-610F 的_____标准。 

A. 1 级  B. 2 级  C. 3 级  D. 4 级 

5、关于为什么要执行 RoHS 指令的理由，以下说法正确的是：(    ) 

A．这些成分有可能对人类健康和环境形成危险； 

B．实施 ROHS 能够降低企业运行组、成本； 

C．是对电子电器产品的一种过度的要求； 

D．因为它主要关系到产品的安全性能。 

6、家用电器的耐压绝缘性能不符合标准是属于_____。 

A．致命缺陷  B．严重缺陷  C．轻微缺陷  D．可接受缺陷 

7、接触 PCBA 时，静电防护最好的方法是（   ）  

A 戴防静电手套     B 戴防静电手环 

C 戴防静电手帽     D  A 和 B  

8、在部品承认中按照要求，除目标条件外，最严格的接受条件等级为（     ）  

A、可接受- 1 级     B、可接受- 2 级   C、可接受- 3 级   D、可接受- 4 级  

9、可接受的无铅与含铅合金焊点的外观可能呈现相似特征,但无铅合金更多表现出（     ） 

A:外观明亮,有光泽 B:较大的润湿接触角 

C:更多的含铅量              D:零检查 

10、IPC 定义的哪一级产品要求持续地高性能运行或严格按照需要的性能指针运行,不允许故障中断,一旦需要设备必须功

能正常?                    (       ) 

A: 4 级,航空电子产品 

B: 3 级,高性能电子产品 

C: 2 级,专用服务电子产品 

D: 1 级,通用类电子产品 

11、影响目视检测的主要因素包括(     ) 

A 光源 B 内窥镜的视角 C 放大倍率 D 以上都是 

12、作为质量检验员发现产品品质异常时不应该（     ） 。  

A                  B、及时将信息反馈到工序 

C                    D、将不良品直接扔掉。 

13、下列哪项不是检验的依据（    ）  

A 标准 B 图纸 C 工艺文件 D 领导指示 

14、零件的量测可利用下列哪些方式测量：（ ） 

a．光标卡尺 b．钢尺 c．千分厘 d．C 型夹  e．坐标机  

A．a,c,e    B．a,c,d,e    C．a,b,c,e    D．a,e 

15、下图所示的电路板元件，引脚成型正确的是   图。 
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四、识图题（2×5=10 分） 

请根据 IPC-A-610D Ⅱ级标准判断下面的图例，若为缺陷，请填写相应不良现象，否则填写“良品”。 

1、         

 

 

 

2、        

 

 

 

3、        

 

 

4、      

 

 

5、        

 

五、简答题（10×4=40 分） 

1、PCB 基板来料不良有哪几个方面？（至少说出五种情况） 

 

 

 

 

2、请写出国际单位制的 7 种基本单位？ 

 

 

 

 

 

 

 

3、请仔细观察下图，回答下 

列问题 

（1）这是什么图？ 

（2）什么用途？ 

（3）工序处于什么状态？ 

（4）判断的依据是什么？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4、请简述三极管的电性检验的操作步骤？ 
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测试题 T2-1 企业质量管理试卷 5 

五、填空题：（1×20=20 分） 

1、三检制是指：_____、_______、_______； 

2、在一块正常放大电路板上，测得三极管 1、2、3 脚对地电压分别为-10V、-10.2V、-14V，则该管为_____   

锗材料三极管，1 脚是_____ 极，2 脚是_____极，3 脚是_____ 极； 

3、IQC 进料检验不合格时有哪些处理方式？___、____、___、____等； 

4、公英制转换 1inch=_25.4_______mil；。 

5、印刷偏位的允收标准：                     ； 

6、ROHS 的有害物质管控为_  __、_  _ _、__   _、_   _、   _ _和__   __；； 

7、集成电路按封装形式分类可以以分成__ ____、___ __、__ __、__ ____等 

二、判断题：（1×10=10 分） 

1、RoHS 制程规定必须要单独使用设备和生产线，否则，是不符合规定的；               （   ） 

2、不合格的成品经过挑选后，就不必要再进行检验；                                  （   ）                                       

3、锡膏印刷不合格的 PCB 必须要使用酒精进行清洗；                                  （   ） 

4、烙铁温度过底、焊接面( 焊盘/引脚)氧化或有油污，容易造成假焊；                  （   ） 

5、不是所有的黑色箱子都是防静电的；                                              （   ） 

6、焊接后的 PCB 弓曲、弯曲标准：通孔板≤1.5%，表面贴装印制板≤0.75%。             （   ）  

7、PCB 受潮后会出现 PCB 起泡、焊点上锡不良等质量问题。                            （   ） 

8、金手指连接区域允许有指纹的存在。                                              （   ） 

9、首件的核对必须要通过 IPQC 的确认才可批量生产。                                 （   ） 

10、IPC-A-610 提供的标准和出版物是强制性的。                                     （   ） 

三、选择题（2×15=30 分） 

1、下列那种焊接湿润角度最适宜焊接？（ ）  

 

 

2、6.8M 欧姆 5%其符号表示：（  ） 

A．682     B．686       C．685          D．684 

3、以下哪个因素不符合焊接可接受性要求  （ ）  

A、焊点表层总体呈现光滑和与焊接部件有良好润湿。  

B、引脚的轮廓容易分辨。  

C、焊接部件的焊点有顺畅连接的边缘。   

D、表层形状呈凸面状。 

4、生产视听家电、白色家电产品，若客户无特殊要求，一般应参照 IPC-A-610F 的_B__标准。 

A. 1 级  B. 2 级  C. 3 级  D. 4 级 

5、关于为什么要执行 RoHS 指令的理由，以下说法正确的是：(    ) 

A．这些成分有可能对人类健康和环境形成危险； 

B．实施 ROHS 能够降低企业运行组、成本； 

C．是对电子电器产品的一种过度的要求； 

D．因为它主要关系到产品的安全性能。 

6、有关跳线的返工和维修规范可在__________中找到. 

A: IPC-A-610 

B: IPC-9191 

C: IPC-7711A/7721A 

D: IA-471 

7、接触 PCBA 时，静电防护最好的方法是（   ）  

A 戴防静电手套     B 戴防静电手环 

C 戴防静电手帽     D  A 和 B  

8、在部品承认中按照要求，除目标条件外，最严格的接受条件等级为（  ）  

A、可接受- 1 级     B、可接受- 2 级   C、可接受- 3 级   D、可接受- 4 级  

9、可接受的无铅与含铅合金焊点的外观可能呈现相似特征,但无铅合金更多表现出（  ）. 

A:外观明亮,有光泽 B:较大的润湿接触角 

C:更多的含铅量              D:零检查 

10、IPC 定义的哪一级产品要求持续地高性能运行或严格按照需要的性能指针运行,不允许故障中断,一旦需要设备必须功

能正常?                    (       ) 

A: 4 级,航空电子产品 

B: 3 级,高性能电子产品 

C: 2 级,专用服务电子产品 

D: 1 级,通用类电子产品 

11、支撑孔或非支撑孔，直接端子引脚和焊盘的填充和润湿，最少应大于________。 

A. 90 °  B. 180°  C. 270°  D. 360° 

12、作为质量检验员发现产品品质异常时不应该（    ） 。  

A                  B、及时将信息反馈到工序 

C                    D、将不良品直接扔掉。 

13、下列哪项不是检验的依据（  ）  

A 标准 B 图纸 C 工艺文件 D 领导指示 

14、零件的量测可利用下列哪些方式测量：（      ） 

a．光标卡尺 b．钢尺  c．千分厘   d．C 型夹  e．坐标机  

A．a,c,e    B．a,c,d,e    C．a,b,c,e    D．a,e 

 

15、下图所示的电路板元件，引脚成型正确的是    图。 
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四、识图题（2×5=10 分） 

请根据 IPC-A-610D Ⅱ级标准判断下面的图例，若为缺陷，请填写相应不良现象，否则填写“良品”。 

 

1、          

 

2、        

3、        

 

4、      

 

5、          

 

 

 

 

 

五、简答题（10×4=40 分） 

1、钢网不良现象主要有哪几个方面？（至少说出四种情况） 

 

 

 

 

 

 

2、请写出国际单位制的 7 种基本单位？ 

 

 

3、某产品有 5 个质量特性，根据其重要程度不同分为 A、B、C、三类不合格，若对批量 N=2000 件进行全数检验，发现 5

个产品有不合格项，结果如下： 

产品编号 A 类不合格 B 类不合格 C 类不合格 

3 1 0 2 

7 0 1 1 

12 1 1 0 

19 0 1 2 

20 0 0 3 

（1）其中 C 类不合格品数为（      ）。 

A  1         B  2          C  3        D  4 

（2）每百单位产品 C 类不合格为（      ）  

A  0.2        B  0.3        C  0.4       D  0.8 

（3）B 类不合格率为（     ） 

A  0.1%      B  0.15%      C  0.2%     D  0.3% 

4、请写出电子行业常用的 IPC 五大标准？ 
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测试题 T3-6 企业质量管理试卷 6 

六、填空题：（1×20=20 分） 

1、目前 IQC 品检抽验标准中，Ac 表示        Re 表示       ； 

2、在一块正常放大电路板上，测得三极管 1、2、3 脚对地电压分别为-10V、-10.2V、-14V，则该管为_____   

三极管，1 脚是_____ 极，2 脚是_____极，3 脚是_____ 极； 

3、IQC 进料检验不合格时有哪些处理方式？      、
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四、识图题（2×5=10 分） 

请根据 IPC-A-610D Ⅱ级标准判断下面的图例，若为缺陷，请填写相应不良现象，否则填写“良品”。 

1、           

 

2、          

 

3、       

 

 

4、      

 

5、
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A  0.1%      B  0.15%      C  0.2%     D  0.3% 

 

4、请写出电子行业常用的 IPC 五大标准？ 
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测试题 T3-7 企业质量管理试卷 7 

七、填空题：（1×20=20 分） 

1、AQL 的缺陷等级分为         、         、         三类； 

2、用数字式万用表测量二极管，应将功能开关置于      挡，将黑表笔接二极管的      极；红表笔接二

极管的       极，其显示的读数为二极管的         ； 

3、请列出 SMT 制程工艺中，最常出现的 3 种不良质量缺陷      ；      ；      ； 

4、三检制是指：          、           、          ； 

5、ROHS 的有害物质管控为       、       、       、         、            和          ； 

6、3C 认证（中国）： 是我国产品认证标志——中国          产品认证制度 

二、判断题：（1×10=10 分） 

1、对于客户退回的产品的处理，应该保证其处理环境的 RoHS 化，保证不发生后来的外物污染；（   ） 

2、只要用手不直接接触手机主板就不会产生静电；                                       （   ）                                       

3、锡膏印刷不合格的 PCB 必须要使用酒精进行清洗；                                     (    ) 

4、三极管的作用是放大、稳压、开关控制、分流；                                       （   ） 

5、不是所有的黑色箱子都是防静电的；                                                 （   ） 

6、焊接后的 PCB 弓曲、弯曲标准：通孔板≤1.5%，表面贴装印制板≤0.75%。                 （   ）  

7、PCB 受潮后会出现 PCB 起泡、焊点上锡不良等质量问题。                               （   ） 

8、上料后，如有 IPQC 对物料进行核对了，我们可以不用再核对了。                        （   ） 

9、首件的核对必须要通过 IPQC 的确认才可批量生产。                                    （   ） 

10、烙铁温度过底、焊接面( 焊盘/引脚)氧化或有油污，容易造成假焊。                    （   ） 

三、选择题（2×15=30 分） 

1、对于以下焊接缺陷描述不正确的是（      ） 

A、  合格；         B、  不合格； 

C、  不合格；        D、  不合格。 

 

2、有关跳线的返工和维修规范可在__________中找到. 

A: IPC-A-610 

B: IPC-9191 

C: IPC-7711A/7721A 

D: IA-471    

3、直接目视检验要求检验员视线与被检物之夹角不得小于(     ) 

   A   30°    B   45°    C   60°   D   90° 

 

4、生产视听家电、白色家电产品，若客户无特殊要求，一般应参照 IPC-A-610F 的______标准。 

A. 1 级  B. 2 级  C. 3 级  D. 4 级 

5、关于为什么要执行 RoHS 指令的理由，以下说法正确的是：(    ) 

A．这些成分有可能对人类健康和环境形成危险； 

B．实施 ROHS 能够降低企业运行组、成本； 

C．是对电子电器产品的一种过度的要求； 

D．因为它主要关系到产品的安全性能。 

6、家用电器的耐压绝缘性能不符合标准是属于_____。 

A．致命缺陷  B．严重缺陷  C．轻微缺陷  D．可接受缺陷 

7、接触 PCBA 时，静电防护最好的方法是（    ）  

A 戴防静电手套     B 戴防静电手环 

C 戴防静电手帽     D  A 和 B  

8、在部品承认中按照要求，除目标条件外，最严格的接受条件等级为（      ）  

A、可接受- 1 级     B、可接受- 2 级   C、可接受- 3 级   D、可接受- 4 级  

9、可接受的无铅与含铅合金焊点的外观可能呈现相似特征,但无铅合金更多表现出（       ） 

A:外观明亮,有光泽 B:较大的润湿接触角 

C:更多的含铅量              D:零检查 

10、IPC 定义的哪一级产品要求持续地高性能运行或严格按照需要的性能指针运行,不允许故障中断,一旦需要设备必须功

能正常?                    (       ) 

A: 4 级,航空电子产品 

B: 3 级,高性能电子产品 

C: 2 级,专用服务电子产品 

D: 1 级,通用类电子产品 

11、SMT 片式元件，侧面偏移大于元件端子宽度或焊盘宽度的_________，视为缺陷。 

A. 20%  B. 30%  C. 40%  D. 50% 

12、作为质量检验员发现产品品质异常时不应该（     ） 。  

A                  B、及时将信息反馈到工序 

C                    D、将不良品直接扔掉。 

13、下列哪项不是检验的依据（    ）  

A 标准 B 图纸 C 工艺文件 D 领导指示 

14、零件的量测可利用下列哪些方式测量：（       ） 

a．光标卡尺 b．钢尺  c．千分厘   d．C 型夹  e．坐标机  

A．a,c,e    B．a,c,d,e    C．a,b,c,e    D．a,e 

15、下图所示的电路板元件，引脚成型正确的是     图。 
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四、识图题（2×5=10 分） 

请根据 IPC-A-610D Ⅱ级标准判断下面的图例，若为缺陷，请填写相应不良现象，否则填写“良品”。 

1、         

 

2、        

 

3、        

 

 

4、      

 

 

5、     

 

 

 

 

五、简答题（10×4=40 分） 

1、下列是 QC 七大手法,请将 A ,B 两列中相关内容用线连接起来。 

A                              B 

              集数据                         查检表 

              抓重点                         管制图 

              追原因                         散布图 

              显分布                         层别法 

              找异常                         直方图 

              看相关                         鱼骨图 

              作解析                         柏拉图 

2、请写出电子行业常用的 IPC 五大标准？ 

 

 

 

 

 

3、请仔细观察下图，回答下 

列问题 

（1）这是什么图？ 

（2）什么用途？ 

（3）工序处于什么状态？ 

（4）判断的依据是什么？ 

 

 

 

 

 

4、简述锡膏的进出管控、存放条件、搅拌及使用注意事项 
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测试题 T3-8 企业质量管理试卷 8 

八、填空题：（1×20=20 分） 

1、公英制转换 1inch=_____mm=_____mil； 

2、用数字式万用表测量二极管，应将功能开关置于 ____挡，将黑表笔接二极管的_____ 极；红表笔

接二极管的____极，其显示的读数为二极管的         ； 

3、请列出 SMT 制程工艺中，最常出现的 3 种不良质量缺陷______；        ；        ； 

4、AQL 的缺陷等级分为____、____、____三类； 

5、ROHS 的有害物质管控为      、       、      、         、           和        ； 

6、CE 认证 是一种安全认证标志，被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。凡是贴有“CE”标志的产品

就可在    销售，无须符合每个成员国的要求，从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。 

7、应用到 80：20 原理的是 QC 七大手法中的_______。 

二、判断题：（1×10=10 分） 

1、RoHS 制程规定必须要单独使用设备和生产线，否则，是不符合规定的；              （ ） 

2、制作直方图时，所收集数据的数量应大于 50 以上；                               （ ）                                       

3、所有 IC 都有方向；                                                    ( ) 

4、SMT 车间对温湿度有物别要求，温度为 25+/-5 度，相对湿度为 40%-70%；          （ ） 

5、不是所有的黑色箱子都是防静电的；                                      （ ） 

6、焊接后的 PCB 弓曲、弯曲标准：通孔板≤1.5%，表面贴装印制板≤0.75%。 （ ）  

7、PCB 受潮后会出现 PCB 起泡、焊点上锡不良等质量问题。                 （ ） 

8、上料后，如有 IPQC 对物料进行核对了，我们可以不用再核对了。         （ ） 

9、金手指连接区域允许有指纹的存在。                                        （ ） 

10、焊点拉尖的一般原因是烙铁的撤离方法不当或加热时间过长。                 （ ） 

三、选择题（2×15=30 分） 

1、对于以下焊接缺陷描述不正确的是（   ） 

A、  合格；         B、  不合格； 

C、  不合格；    D、  不合格。 

 

2、有关跳线的返工和维修规范可在__________中找到. 

A: IPC-A-610 

B: IPC-9191 

C: IPC-7711A/7721A 

D: IA-471    

3、直接目视检验要求检验员视线与被检物之夹角不得小于(   ) 

   A   30°    B   45°    C   60°   D   90° 

 

4、生产视听家电、白色家电产品，若客户无特殊要求，一般应参照 IPC-A-610F 的_____标准。 

A. 1 级  B. 2 级  C. 3 级  D. 4 级 

5、关于为什么要执行 RoHS 指令的理由，以下说法正确的是：(     ) 

A．这些成分有可能对人类健康和环境形成危险； 

B．实施 ROHS 能够降低企业运行组、成本； 

C．是对电子电器产品的一种过度的要求； 

D．因为它主要关系到产品的安全性能。 

6、家用电器的耐压绝缘性能不符合标准是属于_____。 

A．致命缺陷  B．严重缺陷  C．轻微缺陷  D．可接受缺陷 

7、接触 PCBA 时，静电防护最好的方法是（   ）  

A 戴防静电手套     B 戴防静电手环 

C 戴防静电手帽     D  A 和 B  

8、在部品承认中按照要求，除目标条件外，最严格的接受条件等级为（ ）  

A、可接受- 1 级     B、可接受- 2 级   C、可接受- 3 级   D、可接受- 4 级 
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四、识图题（2×5=10 分） 

请根据 IPC-A-610D Ⅱ级标准判断下面的图例，若为缺陷，请填写相应不良现象，否则填写“良品”。 

 

1、          

 

2、         

 

3、        

 

4、    

 

5、     

    

 

 

五、简答题（10×4=40 分） 

1、已知电阻上色标排列次序如下，试写出各对应的电阻值及允许偏差。 

“橙白黄 金”                   “绿蓝黑棕 棕” 

 

请用四色环标注出电阻：6.8kΩ±5％， 用五色环标注电阻： 39.0Ω±1％。 

 

 

2、简述锡膏的进出管控、存放条件、搅拌及使用注意事项 

 

 

、 

3、请仔细观察下图，回答下 

列问题 

（1）这是什么图？ 

（2）什么用途？ 

（3）工序处于什么状态？ 

（4）判断的依据是什么？ 

 

 

 

4、请写出来料检验流程（画流程图） 

 

 

 

 

 

A B 
C 
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测试题 T3-9 企业质量管理试卷 9 

九、填空题：（1×20=20 分） 

1、散布图根据变量的相关性，可分为       、         、       ； 

2、在一块正常放大电路板上，测得三极管 1、2、3 脚对地电压分别为-10V、-10.2V、-14V，则该管为_____   

锗材料三极管，1 脚是_____ 极，2 脚是_____极，3 脚是_____ 极； 

3、存贮锡膏的冰箱温度范围设定在  度﹐锡膏在使用时应回温    小时； 

4、AQL 的缺陷等级分为___、____、____三类； 

5、ROHS 的有害物质管控为    、      、       、      、 多溴联苯  和多溴二苯醚 ； 

6、CE 认证 是一种安全认证标志，被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。凡是贴有“CE”标志的产品

就可在    销售，无须符合每个成员国的要求，从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。 

7、不合格品的处理方式一般包括：       、       、      、     。 

二、判断题：（1×10=10 分） 

1、RoHS 制程规定必须要单独使用设备和生产线，否则，是不符合规定的；              （） 

2、制作直方图时，所收集数据的数量应大于 50 以上；                               （ ）                                       

3、所有 IC 都有方向；                                                          ( ) 

4、SMT 车间对温湿度有物别要求，温度为 25+/-5 度，相对湿度为 40%-70%；          （ ） 

5、不是所有的黑色箱子都是防静电的；                                         （ ） 

6、焊接后的 PCB 弓曲、弯曲标准：通孔板≤1.5%，表面贴装印制板≤0.75%。         （ ）  

7、PCB 受潮后会出现 PCB 起泡、焊点上锡不良等质量问题。                       （ ） 

8、上料后，如有 IPQC 对物料进行核对了，我们可以不用再核对了。               （ ） 

9、金手指连接区域允许有指纹的存在。                                        （ ） 

10、焊点拉尖的一般原因是烙铁的撤离方法不当或加热时间过长。                 （ ） 

三、选择题（2×15=30 分） 

1、质量管理的八项原则中不包括（     ）。 

A 以顾客为关注焦点   B 领导作用    C 供应商评价 

2、有关跳线的返工和维修规范可在__________中找到. 

A: IPC-A-610 

B: IPC-9191 

C: IPC-7711A/7721A 

D: IA-471    

3、直接目视检验要求检验员视线与被检物之夹角不得小于(   ) 

A   30°    B   45°    C   60°   D   90° 

4、生产视听家电、白色家电产品，若客户无特殊要求，一般应参照 IPC-A-610F 的_____标准。 

A. 1 级  B. 2 级  C. 3 级  D. 4 级 

5、关于为什么要执行 RoHS 指令的理由，以下说法正确的是：(     ) 

A．这些成分有可能对人类健康和环境形成危险； 

B．实施 ROHS 能够降低企业运行组、成本； 

C．是对电子电器产品的一种过度的要求； 

D．因为它主要关系到产品的安全性能。 

6、家用电器的耐压绝缘性能不符合标准是属于_____。 

A．致命缺陷  B．严重缺陷  C．轻微缺陷  D．可接受缺陷 

7、接触 PCBA 时，静电防护最好的方法是（ ）  

A 戴防静电手套     B 戴防静电手环 

C 戴防静电手帽     D  A 和 B  

8、在部品承认中按照要求，除目标条件外，最严格的接受条件等级为（）  

A、可接受- 1 级     B、可接受- 2 级   C、可接受- 3 级   D、可接受- 4 级  

9、可接受的无铅与含铅合金焊点的外观可能呈现相似特征,但无铅合金更多表现出（）. 

A:外观明亮,有光泽 B:较大的润湿接触角 

C:更多的含铅量              D:零检查 

10、在生产 LED 产品时，我们必须不定时进行测试与检查的项目是(     )  

A、灯的大小        B、灯方向      C、灯规格           D、无需特别检查 

11、下面图示管脚顺序正确的是（ ）。 

C、 B、 

 

 

 

 

 

 

 

D、 D、 

 

 

 

 

 

 

 

12、作为质量检验员发现产品品质异常时不应该（    ） 。  

A                  B、及时将信息反馈到工序 

C                    D、将不良品直接扔掉。 

13、通常所说的 5W1H 的 H 是指（ ）。  

A  人      B 机器     C 环境     D 方法 

14、管制图 SPC 的作用是（     ） 

   A 处理质量不良      B 预防不良发生       C 为特采提供依据        D 提高产能 

15、下列那种焊接湿润角度最适宜焊接？（ ）  
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四、识图题（2×5=10 分） 

请根据 IPC-A-610D Ⅱ级标准判断下面的图例，若为缺陷，请填写相应不良现象，否则填写“良品”。 

 

1、         

 

2、         

 

3、        

 

4、     

 

    

5、     

 

 

五、简答题（10×4=40 分） 

1、已知电阻上色标排列次序如下，试写出各对应的电阻值及允许偏差？ 

“橙白黄 金”                   “绿蓝黑棕 棕” 

 

请用四色环标注出电阻：6.8kΩ±5％， 用五色环标注电阻： 39.0Ω±1％。 

 

 

 

 

 

2、简述锡膏的进出管控、存放条件、搅拌及使用注意事项？ 

 

 

 

 

 

3、检验员的职责和权限有哪些？ 

 

 

 

 

 

 

4、请写出国际单位制的 7 种基本单位名称、符号和代表的量？ 

 



 107 

测试题 T3-10 企业质量管理试卷 10 

十、填空题：（1×20=20 分）   

1、ISO 是              的简称，成立于 1947 年，总部在           ； 

2、在一块正常放大电路板上，测得三极管 1、2、3 脚对地电压分别为-10V、-10.2V、-14V，则该管为_____   

锗材料三极管，1 脚是_____ 极，2 脚是_____极，3 脚是_____ 极； 

3、请列出 SMT 制程工艺中，最常出现的 3 种不良质量缺陷         、       、      ； 

4、AQL 的缺陷等级分为         、         、         、 三类 

5、QC 七大手法包括          、          、          、          、          、 

          、          、； 

6、CE 认证 是一种安全认证标志，被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。凡是贴有“CE”标志的产品

就可在        销售，无须符合每个成员国的要求，从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。 

二、判断题：（1×10=10 分） 

1、RoHS
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四、识图题（2×5=10 分） 

请根据 IPC-A-610D Ⅱ级标准判断下面的图例，若为缺陷，请填写相应不良现象，否则填写“良品”。 

 

1、  

 

2、  
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测试题 T3-11 企业质量管理试卷 11 

十一、填空题：（1×20=20 分） 

1、1.ISO 的中文意思是        ，成立于             ，总部在      ； 

2、内部审核的内容是______、________、________； 

3、不符合报告的三要素是______、________、________； 

4. 用数字式万用表测量二极管，应将功能开关置于 _____挡，将黑表笔接二极管的_____ 极； B 红表笔

接二极管的_____极，其显示的读数为二极管的 __________； 

5、FMEA 当中的风险顺序数（RPN）=______*______*______ 

6.集成电路按封装形式分类可以以分成______、________、________、________等 

二、判断题：（1×10=10 分） 

1、对于客户退回的产品的处理，应该保证其处理环境的 RoHS 化，保证不发生后来的外物污染；（） 

2、二极管可以作为电子开关使用。                                                    （） 

3、5S 中的“清扫”就是突击大扫除。                                                  ( ) 

4、产品的所有指标都符合标准，一定满足用户需要。                                    （ ） 

5、ESD 中文意思是静电放电（静电防护），员工每天上班前必须佩带静电环。               （ ） 

6、焊接后的 PCB 弓曲、弯曲标准：通孔板≤1.5%，表面贴装印制板≤0.75%。               （ ）  

7、PCB 受潮后会出现 PCB 起泡、焊点上锡不良等质量问题。                              （ ） 

8、上料后，如有 IPQC 对物料进行核对了，我们可以不用再核对了。                      （ ） 

9、首件的核对必须要通过 IPQC 的确认才可批量生产。                                  （ ） 

10、焊点拉尖的一般原因是烙铁的撤离方法不当或加热时间过长。                        （ ） 

三、选择题（2×15=30 分） 

1、质量管理的八项原则中不包括（     ）。 

A 以顾客为关注焦点   B 领导作用    C 供应商评价 

2、有关跳线的返工和维修规范可在__________中找到. 

A: IPC-A-610                     B: IPC-9191 

C: IPC-7711A/7721A               D: IA-471    

3、直接目视检验要求检验员视线与被检物之夹角不得小于(  ) 

A   30°    B   45°    C   60°   D   90° 

4、生产视听家电、白色家电产品，若客户无特殊要求，一般应参照 IPC-A-610F 的_B__标准。 

A. 1 级  B. 2 级  C. 3 级  D. 4 级 

5、关于为什么要执行 RoHS 指令的理由，以下说法正确的是：(    ) 

A．这些成分有可能对人类健康和环境形成危险； 

B．实施 ROHS 能够降低企业运行组、成本； 

C．是对电子电器产品的一种过度的要求； 

D．因为它主要关系到产品的安全性能。 

6、家用电器的耐压绝缘性能不符合标准是属于____。 

A．致命缺陷  B．严重缺陷  C．轻微缺陷  D．可接受缺陷 

7、接触 PCBA 时，静电防护最好的方法是（ D  ）  

A 戴防静电手套     B 戴防静电手环 

C 戴防静电手帽     D  A 和 B  

8、在部品承认中按照要求，除目标条件外，最严格的接受条件等级为（）  

A、可接受- 1 级     B、可接受- 2 级   C、可接受- 3 级   D、可接受- 4 级  

9、可接受的无铅与含铅合金焊点的外观可能呈现相似特征,但无铅合金更多表现出（ ）. 

A:外观明亮,有光泽 B:较大的润湿接触角 

C:更多的含铅量              D:零检查 

10、在生产 LED 产品时，我们必须不定时进行测试与检查的项目是(      )  

A、灯的大小        B、灯方向      C、灯规格           D、无需特别检查 

11、下面图示管脚顺序正确的是（ ）。 

G、 B、 

 

 

 

 

 

 

 

H、 D、 

 

 

 

 

 

 

 

12、作为质量检验员发现产品品质异常时不应该（    ） 。  

A                  B、及时将信息反馈到工序 

C                    D、将不良品直接扔掉。 

13、通常所说的 5W1H 的 H 是指（）。  

A  人      B 机器     C 环境     D 方法 

14、管制图 SPC 的作用是（   ） 

A 处理质量不良      B 预防不良发生       C 为

特采提供依据        D 提高产能 

15、下列那种焊接湿润角度最适宜焊接？（ ）  
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四、识图题（2×5=10 分） 

请根据 IPC-A-610D Ⅱ级标准判断下面的图例，若为缺陷，请填写相应不良现象，否则填写“良品”。 

 

1、  

 

2、  

 

3、 

 

4、 

5、  

 

 

五、简答题（10×4=40 分） 

1、PCB 基板来料不良有哪几个方面？（至少说出五种情况） 

 

 

 

 

 

 

2、下列是 QC 七大手法,请将 A ,B 两列中相关内容用线连接起来。 

A                              B 

              集数据                         查检表 

              抓重点                         管制图 

              追原因                         散布图 

              显分布                         层别法 

              找异常                         直方图 

              看相关                         鱼骨图 

              作解析                         柏拉图 

3、请写出电子行业常用的 IPC 五大标准？ 

 

 

 

4、请简述三极管的电性检验的操作步骤？ 

 

 



 111 

测试题 T3-12 企业质量管理试卷 12 

十二、填空题：（1×20=20 分） 

1、2002 年 10 月欧盟提出 WEEE 指令,其中文名称是_报废的电子电气设备_________；； 

2、用数字式万用表测量二极管，应将功能开关置于 _____挡，将黑表笔接二极管的_____ 极；红表

笔接二极管的____极，其显示的读数为二极管的 _________； 

3、请列出 SMT 制程工艺中，最常出现的 3 种不良质量缺陷______；____；____； 

4、特性要因图，又称为             、             。 

5、IQC 进料检验不合格时有哪些处理方式？     、       、      、____等； 

6、存贮锡膏的冰箱温度范围设定在       度﹐锡膏在使用时应回温        小时； 

7、集成电路按封装形式分类可以以分成______、____、     、_____等 

二、判断题：（1×10=10 分） 

1、对于客户退回的产品的处理，应该保证其处理环境的 RoHS 化，保证不发生后来的外物污染；（） 

2、二极管可以作为电子开关使用。                                          （） 

3、5S 中的“清扫”就是突击大扫除。                                           ( ) 

4、产品的所有指标都符合标准，一定满足用户需要。                         （） 

5、ESD 中文意思是静电放电（静电防护），员工每天上班前必须佩带静电环。    （ ） 

6、焊接后的 PCB 弓曲、弯曲标准：通孔板≤1.5%，表面贴装印制板≤0.75%。   （ ）  

7、PCB 受潮后会出现 PCB 起泡、焊点上锡不良等质量问题。                  （  ） 

8、上料后，如有 IPQC 对物料进行核对了，我们可以不用再核对了。           （  ） 

9、首件的核对必须要通过 IPQC 的确认才可批量生产。                       （  ） 

10、焊点拉尖的一般原因是烙铁的撤离方法不当或加热时间过长。                   （  ） 

三、选择题（2×15=30 分） 

1、下图所示的电路板插件，插件正确的是      图。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、SMT 常见之检验方法：（   ） 

A．目视检验    B．X 光检验    C．机器视觉检验   D．以上皆是   

3、ICT 之测试能测电子零件采用：（  ） 

A．动态测试    B．静态测试   C．动态+静态测试    D．所有电路零件 100%测试 

4、生产视听家电、白色家电产品，若客户无特殊要求，一般应参照 IPC-A-610F 的____标准。 

A. 1 级  B. 2 级  C. 3 级  D. 4 级 

5、关于为什么要执行 RoHS 指令的理由，以下说法正确的是：(     ) 

A．这些成分有可能对人类健康和环境形成危险； 

B．实施 ROHS 能够降低企业运行组、成本； 

C．是对电子电器产品的一种过度的要求； 

D．因为它主要关系到产品的安全性能。 

6、家用电器的耐压绝缘性能不符合标准是属于____。 

A．致命缺陷  B．严重缺陷  C．轻微缺陷  D．可接受缺陷 

7、产品质量好坏，最终以_   __来衡量。 

A．价格低廉  B．符合标准  C．使用效果  D．包装精美 

8、在部品承认中按照要求，除目标条件外，最严格的接受条件等级为（ ）  

A、可接受- 1 级     B、可接受- 2 级   C、可接受- 3 级   D、可接受- 4 级  

9、可接受的无铅与含铅合金焊点的外观可能呈现相似特征,但无铅合金更多表现出____. 

A:外观明亮,有光泽  

B:较大的润湿接触角 

C:更多的含铅量 

D:零检查 

10、IPC 定义的哪一级产品要求持续地高性能运行或严格按照需要的性能指针运行,不允许故障中断,一旦

需要设备必须功能正常?                    (      ) 

A: 4 级,航空电子产品 

B: 3 级,高性能电子产品 

C: 2 级,专用服务电子产品 

D: 1 级,通用类电子产品 

11、符号为 272 之元件的阻值应为 (     ) 

A.272R    B.270 欧姆     C.2.7K 欧姆     D.27K 欧姆 

12、 顾客不包括（   ） 

A 委托人  B 相关方     C 零售商      D 消费者 

13、物有所值体现的是（    ）。 

A. 质量的经济特性 B. 质量的时效特性 C. 质量的广义特性 D. 质量的相对特性 

14、    图符号是用来表示该电子或电气元件或组件容易被静电损伤。 

 

 

 

 

 

A                           B                       C 

15、质量必须履行的需求主要指（   ） 

A 法律法规规定     B 国家强制标准     C 合同规定    D 以上全部  
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四、识图题（2×5=10 分） 

请根据 IPC-A-610D Ⅱ级标准判断下面的图例，若为缺陷，请填写相应不良现象，否则填写“良品”。 

 

1、  

 

2、  

 

3、  

 

4、  

5、  

 

五、简答题（10×4=40 分） 

1、已知电阻上色标排列次序如下，试写出各对应的电阻值及允许偏差？ 

“橙白黄 金”                   “绿蓝黑棕 棕” 

 

请用四色环标注出电阻：6.8kΩ±5％， 用五色环标注电阻： 39.0Ω±1％。 

 

 

 

 

 

2、简述锡膏的进出管控、存放条件、搅拌及使用注意事项？ 

 

 

 

 

 

 

3、检验员的职责和权限有哪些？ 
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测试题 T3-13 企业质量管理试卷 13 

十三、填空题：（1×20=20 分） 

1、质量是指一组固有特性满足     的程度。 

2、0402 物料是指每个物料的长为      mm，宽为       mm， 

3、电容用字母：     表示，它的基本单位     ，之间的转换关系是 1F=     UF、1UF 

=        PF。 

4、QC 七大手法有调查表、数据分层法、散布图、        、        、        、          等。 

5、IQC 进料检验不合格时有哪些处理方式？         、         、        、         等； 

6、 ESD 的含义是指          ； 

7、集成电路按封装形式分类可以以分成        、         、         、         等 

二、判断题：（1×10=10 分） 

1、产品的可靠性是指产品满足使用目的的所具备的技术特性。    (     ) 

2
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四、识图题（2×5=10 分） 

请根据 IPC-A-610D Ⅱ级标准判断下面的图例，若为缺陷，请填写相应不良现象，否则填写“良品”。 

 

1、          

 

2、         

 

3、        

 

4、     

 

5、          

 

 

五、简答题（10×4=40 分） 

1、PCB 基板来料不良有哪几个方面？（至少说出五种情况） 

 

 

 

 

 

 

2、品质部 QC 分工连线 

 

 

IQC                    出货检验 

IPQC                   最终检验 

FQC                    制程检验 

OQC                    进料检验 

 

 

3、质量管理八大原则是什么？ 

 

 

 

 

4、5S 的主要内容是什么？画出他们之间的关系图？ 
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测试题 T3-14 企业质量管理试卷 14 

十四、填空题：（1×20=20 分） 

1、ISO 是                的简称，成立于 1947 年，总部在             ； 

2、在一块正常放大电路板上，测得三极管 1、2、3 脚对地电压分别为-10V、-10.2V、-14V，则该管为_____   

型的      材料三极管，1 脚是_____ 极，2 脚是_____极，3 脚是_____ 极； 

3、请列出 SMT 制程工艺中，最常出现的 3 种不良质量缺陷          、         、         ； 

4、AQL 的缺陷等级分为         、          、           三类； 

5、印刷偏位的允收标准：                ； 

6、AQL（ACCEPTABLE QUALITY LEVEL）是指            ，一般检验基准为         级； 

7、集成电路按封装形式分类可以以分成           、          、           、           等。 

二、判断题：（1×10=10 分）  

1、RoHS 材料和非 RoHS 材料，只要标识了，就不要紧，哪怕混放在一起；            （     ） 

2、不合格的成品经过挑选后，就不必要再进行检验；                                （    ）                                       

3、锡膏印刷不合格的 PCB 必须要使用酒精进行清洗；                        (     ) 

4、产品的所有指标都符合标准，一定满足用户需要。                      （    ） 

5、不是所有的黑色箱子都是防静电的；                                      （    ） 

6、焊接后的 PCB 弓曲、弯曲标准：通孔板≤1.5%，表面贴装印制板≤0.75%。 （    ）  

7、PCB 受潮后会出现 PCB 起泡、焊点上锡不良等质量问题。                （    ） 

8、上料后，如有 IPQC 对物料进行核对了，我们可以不用再核对了。        （    ） 

9、首件的核对必须要通过 IPQC 的确认才可批量生产。                     （     ） 

10、焊点拉尖的一般原因是烙铁的撤离方法不当或加热时间过长。                  （    ） 

三、选择题（2×15=30 分） 

1、下面图示管脚顺序正确的是（    ）。 

I、 B、 

 

 

 

 

 

 

 

J、 D、 

 

 

 

 

 

 

 

2、6.8M 欧姆 5%其符号表示：（    ） 

A．682     B．686       C．685          D．684 

    

3、ICT 之测试能测电子零件采用：（    ） 

A．动态测试    B．静态测试   C．动态+静态测试    D．所有电路零件 100%测试 

4、生产视听家电、白色家电产品，若客户无特殊要求，一般应参照 IPC-A-610F 的______标准。 

A. 1 级  B. 2 级  C. 3 级  D. 4 级 

5、关于为什么要执行 RoHS 指令的理由，以下说法正确的是：(    ) 

A．这些成分有可能对人类健康和环境形成危险； 

B．实施 ROHS 能够降低企业运行组、成本； 

C．是对电子电器产品的一种过度的要求； 

D．因为它主要关系到产品的安全性能。 

6、家用电器的耐压绝缘性能不符合标准是属于_____。 

A．致命缺陷  B．严重缺陷  C．轻微缺陷  D．可接受缺陷 

7、接触 PCBA 时，静电防护最好的方法是（  ）  

A 、戴防静电手套     B 、戴防静电手环 

C 、戴防静电手帽     D 、A 和 B  

8、在部品承认中按照要求，除目标条件外，最严格的接受条件等级为（   ）  

A、可接受- 1 级     B、可接受- 2 级   C、可接受- 3 级   D、可接受- 4 级  

9、可接受的无铅与含铅合金焊点的外观可能呈现相似特征,但无铅合金更多表现出（   ）. 

A:外观明亮,有光泽 B:较大的润湿接触角 

C:更多的含铅量              D:零检查 

10、IPC 定义的哪一级产品要求持续地高性能运行或严格按照需要的性能指针运行,不允许故障中断,一旦需要设备必须功

能正常?                    (     ) 

A: 4 级,航空电子产品 

B: 3 级,高性能电子产品 

C: 2 级,专用服务电子产品 

D: 1 级,通用类电子产品 

11、影响目视检测的主要因素包括(     ) 

A、光源 B、内窥镜的视角 C、放大倍率 D、以上都是 

12、作为质量检验员发现产品品质异常时不应该（    ） 。  

A                  B、及时将信息反馈到工序 

C                    D、将不良品直接扔掉。 

13、下列哪项不是检验的依据（    ）  

A、标准 B、图纸 C、工艺文件 D、领导指示 

14、零件的量测可利用下列哪些方式测量：（    ） 

a．光标卡尺 b．钢尺  c．千分厘   d．C 型夹  e．坐标机  

A．a,c,e    B．a,c,d,e    C．a,b,c,e    D．a,e 

 

15、下图所示的电路板元件，引脚成型正确的是         图。 
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四、识图题（2×5=10 分） 

请根据 IPC-A-610D Ⅱ级标准判断下面的图例，若为缺陷，请填写相应不良现象，否则填写“良品”。 

 

1、          

 

2、         

 

3、        

 

4、      

 

5、          

 

 

五、简答题（10×4=40 分） 

1、请你简述一下质量管理八项原则？ 

 

2、请根据 IC 的检验过程 FMEA 计算下列表中的 RPN 值。 

序

号 

过程功能

要求 

潜在失

效模式 

潜在失效

的后果 

严重

度数 
级别 

潜在失效

的起因/

机理 

频

度

数 

现行的过程控制 
可探测

度数 
风险顺序数（RPN） 

预防 检查 

1 

IC 的来料

检验的外

观检验 

MARK 点

模糊不

清 

导致对位

不上，无法

贴片 

9 3 
供应商设

备失效 
5 暂且无 暂且无 6  

2 
来料名

称错 

导致产品

报废 
9 3 

发货人员

出错 
3 暂且无 暂且无 3  

3 
元件引

脚弯曲 

导致焊接

不良 
4 2 

质检人员

漏检 
5 暂且无 暂且无 6  

4 
元件引

脚生锈 

导致焊接

不良 
4 2 包装不良 5 暂且无 暂且无 6  

 

3、RoHS 的中文意思是什么？它所禁止含有的六种物质是哪些？它与“无铅产品”的概念上的区别是什么？ 

 

 

4、实施质量改进活动的“四个阶段”和“八个步骤是什么”？ 

 

A B 
C 
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测试题 T3-15 企业质量管理试卷 15 

十五、填空题：（1×20=20 分） 

1、ISO 是                的简称，成立于 1947 年，总部在             ； 

2、在一块正常放大电路板上，测得三极管 1、2、3 脚对地电压分别为-10V、-10.2V、-14V，则该管为_____   

型的      材料三极管，1 脚是_____ 极，2 脚是_____极，3 脚是_____ 极； 

3、请列出 SMT 制程工艺中，最常出现的 3 种不良质量缺陷          、         、         ； 

4、AQL 的缺陷等级分为         、          、           三类； 

5、印刷偏位的允收标准：                ； 

6、AQL（ACCEPTABLE QUALITY LEVEL）是指            ，一般检验基准为         级； 

7、集成电路按封装形式分类可以以分成           、          、           、           等。 

二、判断题：（1×10=10 分）  

1、RoHS 材料和非 RoHS 材料，只要标识了，就不要紧，哪怕混放在一起；            （     ） 

2、不合格的成品经过挑选后，就不必要再进行检验；                                （    ）                                       

3、锡膏印刷不合格的 PCB 必须要使用酒精进行清洗；                        (     ) 

4、产品的所有指标都符合标准，一定满足用户需要。                      （    ） 

5、不是所有的黑色箱子都是防静电的；                                      （    ） 

6、焊接后的 PCB 弓曲、弯曲标准：通孔板≤1.5%，表面贴装印制板≤0.75%。 （    ）  

7、PCB 受潮后会出现 PCB 起泡、焊点上锡不良等质量问题。                （    ） 

8、上料后，如有 IPQC 对物料进行核对了，我们可以不用再核对了。        （    ） 

9、首件的核对必须要通过 IPQC 的确认才可批量生产。                     （     ） 

10、焊点拉尖的一般原因是烙铁的撤离方法不当或加热时间过长。                  （    ） 

三、选择题（2×15=30 分） 

1、下面图示管脚顺序正确的是（    ）。 

K、 B、 

 

 

 

 

 

 

 

L、 D、 

 

 

 

 

 

 

 

2、6.8M 欧姆 5%其符号表示：（    ） 

A．682     B．686       C．685          D．684 

    

3、ICT 之测试能测电子零件采用：（    ） 

A．动态测试    B．静态测试   C．动态+静态测试    D．所有电路零件 100%测试 

4、生产视听家电、白色家电产品，若客户无特殊要求，一般应参照 IPC-A-610F 的______标准。 

A. 1 级  B. 2 级  C. 3 级  D. 4 级 

5、关于为什么要执行 RoHS 指令的理由，以下说法正确的是：(    ) 

A．这些成分有可能对人类健康和环境形成危险； 

B．实施 ROHS 能够降低企业运行组、成本； 

C．是对电子电器产品的一种过度的要求； 

D．因为它主要关系到产品的安全性能。 

6、家用电器的耐压绝缘性能不符合标准是属于_____。 

A．致命缺陷  B．严重缺陷  C．轻微缺陷  D．可接受缺陷 

7、接触 PCBA 时，静电防护最好的方法是（  ）  

A 、戴防静电手套     B 、戴防静电手环 

C 、戴防静电手帽     D 、A 和 B  

8、在部品承认中按照要求，除目标条件外，最严格的接受条件等级为（   ）  

A、可接受- 1 级     B、可接受- 2 级   C、可接受- 3 级   D、可接受- 4 级  

9、可接受的无铅与含铅合金焊点的外观可能呈现相似特征,但无铅合金更多表现出（   ）. 

A:外观明亮,有光泽 B:较大的润湿接触角 

C:更多的含铅量              D:零检查 

10、IPC 定义的哪一级产品要求持续地高性能运行或严格按照需要的性能指针运行,不允许故障中断,一旦需要设备必须功

能正常?                    (     ) 

A: 4 级,航空电子产品 

B: 3 级,高性能电子产品 

C: 2 级,专用服务电子产品 

D: 1 级,通用类电子产品 

11、影响目视检测的主要因素包括(     ) 

A、光源 B、内窥镜的视角 C、放大倍率 D、以上都是 

12、作为质量检验员发现产品品质异常时不应该（    ） 。  

A                  B、及时将信息反馈到工序 

C                    D、将不良品直接扔掉。 

13、下列哪项不是检验的依据（    ）  

A、标准 B、图纸 C、工艺文件 D、领导指示 

14、零件的量测可利用下列哪些方式测量：（    ） 

a．光标卡尺 b．钢尺  c．千分厘   d．C 型夹  e．坐标机  

A．a,c,e    B．a,c,d,e    C．a,b,c,e    D．a,e 

 

15、下图所示的电路板元件，引脚成型正确的是         图。 
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四、识图题（2×5=10 分） 

请根据 IPC-A-610D Ⅱ级标准判断下面的图例，若为缺陷，请填写相应不良现象，否则填写“良品”。 

 

1、          

 

2、         

 

3、        

 

4、      

 

5、          

 

五、简答题（10×4=40 分） 

1、请你简述一下质量管理八项原则？ 

 

2、请根据 IC 的检验过程 FMEA 计算下列表中的 RPN 值。 

序

号 

过程功能

要求 

潜在失

效模式 

潜在失效

的后果 

严重

度数 
级别 

潜在失效

的起因/

机理 

频

度

数 

现行的过程控制 
可探测

度数 
风险顺序数（RPN） 

预防 检查 

1 

IC 的来料

检验的外

观检验 

MARK 点

模糊不

清 

导致对位

不上，无法

贴片 

9 3 
供应商设

备失效 
5 暂且无 暂且无 6  

2 
来料名

称错 

导致产品

报废 
9 3 

发货人员

出错 
3 暂且无 暂且无 3  

3 
元件引

脚弯曲 

导致焊接

不良 
4 2 

质检人员

漏检 
5 暂且无 暂且无 6  

4 
元件引

脚生锈 

导致焊接

不良 
4 2 包装不良 5 暂且无 暂且无 6  

 

3、RoHS 的中文意思是什么？它所禁止含有的六种物质是哪些？它与“无铅产品”的概念上的区别是什么？ 

 

 

4、实施质量改进活动的“四个阶段”和“八个步骤是什么”？ 

 

A B 
C 
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测试题 T3-16 企业质量管理试卷 16 

十六、填空题：（1×20=20 分） 

1、ISO 是           的简称，成立于 1947 年，总部在瑞士日内瓦； 

2、在一块正常放大电路板上，测得三极管 1、2、3 脚对地电压分别为-10V、-10.2V、-14V，则该管为_____

型的锗材料三极管，1 脚是      极，2 脚是       极，3 脚是       极； 

3、请列出 SMT 制程工艺中，最常出现的 3 种不良质量缺陷       、        、        ； 

4、AQL 的缺陷等级分为        、        、        三类； 

5、QC 七大手法包括查检表、层别法、        、         、          、        、        ； 

6、CE 认证 是一种安全认证标志，被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。凡是贴有“CE”标志的产品

就可在        销售，无须符合每个成员国的要求，从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。 

7、不合格品的处理方式一般包括：         、         、         、报废。 

二、判断题：（1×10=10 分）  

1、使用的镊子在使用前必须用酒精擦拭干净才能使用；                              （     ） 

2、不合格的成品经过挑选后，就不必要再进行检验；                                （     ）                                       

3、电容一般是没有方向的；                                               (      ) 

4、烙铁温度过底、焊接面( 焊盘/引脚)氧化或有油污，容易造成假焊；              （     ） 

5、不是所有的黑色箱子都是防静电的；                                      （     ） 

6、未经校验的仪器或侧量工具是可以用的；                                  （     ）  

7、PCB 受潮后会出现 PCB 起泡、焊点上锡不良等质量问题。                （      ） 

8、金手指连接区域允许有指纹的存在；                                      （     ） 

9、首件的核对必须要通过 IPQC 的确认才可批量生产；                     （     ） 

10、只要用手不直接接触手机主板就不会产生静电；                              （     ） 

三、选择题（2×15=30 分） 

1、质量管理的八项原则中不包括（     ）。 

A、 以顾客为关注焦点   B、 领导作用    C 、供应商评价 

2、有关跳线的返工和维修规范可在__________中找到. 

A: IPC-A-610                     B: IPC-9191 

C: IPC-7711A/7721A               D: IA-471    

3、直接目视检验要求检验员视线与被检物之夹角不得小于(     ) 

A   30°    B   45°    C   60°   D   90° 

4、生产视听家电、白色家电产品，若客户无特殊要求，一般应参照 IPC-A-610F 的      标准。 

A. 1 级  B. 2 级  C. 3 级  D. 4 级 

5、关于为什么要执行 RoHS 指令的理由，以下说法正确的是：(   ) 

A．这些成分有可能对人类健康和环境形成危险； 

B．实施 ROHS 能够降低企业运行组、成本； 

C．是对电子电器产品的一种过度的要求； 

D．因为它主要关系到产品的安全性能。 

6、有关跳线的返工和维修规范可在________中找到. 

A: IPC-A-610 

B: IPC-9191 

C: IPC-7711A/7721A 

D: IA-471 

7、20℃正确的读法是（     ）。 

A 摄氏 20 度       B 20 摄氏度        C 20 度     D 零下 20 度 

8、在部品承认中按照要求，除目标条件外，最严格的接受条件等级为（    ）  

A、可接受- 1 级     B、可接受- 2 级   C、可接受- 3 级   D、可接受- 4 级  

9、可接受的无铅与含铅合金焊点的外观可能呈现相似特征,但无铅合金更多表现出（    ）. 

A:外观明亮,有光泽 B:较大的润湿接触角 

C:更多的含铅量                  D:零检查 

10、IPC 定义的哪一级产品要求持续地高性能运行或严格按照需要的性能指针运行,不允许故障中断,一旦需要设备必须功

能正常?                    (      ) 

A: 4 级,航空电子产品 

B: 3 级,高性能电子产品 

C: 2 级,专用服务电子产品 

D: 1 级,通用类电子产品 

11、请说出下列选择中哪一种电子组件无方向 A（ AA ） 

A、0603 贴片电阻    B、钽质电容    C、电解电容   D、发光二极管 

12、对于以下焊接缺陷描述不正确的是（      ） 

A、  合格；         B、  不合格； 

C、  不合格；    D、  不合格。 

13、下列哪项不是检验的依据（    ）  

A 标准    B 图纸    C 工艺文件   D 领导指示 

14、零件的量测可利用下列哪些方式测量：（     ） 

a．光标卡尺 b．钢尺  c．千分厘   d．C 型夹  e．坐标机  

A．a,c,e    B．a,c,d,e    C．a,b,c,e    D．a,e 

15、防静电规范规定使用的防静电标志是:(  DA  ) 
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四、识图题（2×5=10 分） 

请根据 IPC-A-610D Ⅱ级标准判断下面的图例，若为缺陷，请填写相应不良现象，否则填写“良品”。 

 

1、       

 

2、      

 

3、        

 

4、      

 

5、          

 

 

 

五、 简答题（10×4=40 分） 

1、请写出来料检验流程（画流程图） 

 

2、请根据 IC 的检验过程 FMEA 计算下列表中的 RPN 值。 

序

号 

过程功

能要求 

潜在失

效模式 

潜在失效

的后果 

严重

度数 

级

别 

潜在失

效的起

因/机理 

频度数 

现行的过程控制 可探

测度

数 

风险顺序数

（RPN） 
预防 检查 

1 

IC 的

来料检

验的外

观检验 

MARK

点模糊

不清 

导致对位

不上，无

法贴片 

9 3 

供应商

设备失

效 

5 暂且无 暂且无 6  

2 
来料名

称错 

导致产品

报废 
9 3 

发货人

员出错 
3 暂且无 暂且无 3  

3 
元件引

脚弯曲 

导致焊接

不良 
4 2 

质检人

员漏检 
5 暂且无 暂且无 6  

4 
元件引

脚生锈 

导致焊接

不良 
4 2 

包装不

良 
5 暂且无 暂且无 6  

3、RoHS 的中文意思是什么？它所禁止含有的六种物质是哪些？它与“无铅产品”的概念上的区别是什么？ 

   

 

 

 

 

4、请你简述一下质量管理八项原则？ 
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测试题 T3-17 企业质量管理试卷 17 

十七、填空题：（1×20=20 分） 

1、质量是指一组固有特性满足       的程度。 

2、0402 物料是指每个物料的长为      mm，宽为       mm， 

3、电容用字母：    表示，它的基本单位    ，之间的转换关系是 1F=       UF    1UF 

=        PF。 

4、QC 七大手法有调查表、数据分层法、散布图、      、       、        、        等。 

5、ROHS 的有害物质管控为     、    、     、        、         和            ； 

6、CE 认证 是一种安全认证标志，被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。凡是贴有“CE”标志的产品

就可在       销售，无须符合每个成员国的要求，从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。 

7、应用到 80：20 原理的是 QC 七大手法中的___    ____。 

二、判断题：（1×10=10 分） 

1、RoHS 制程规定必须要单独使用设备和生产线，否则，是不符合规定的；              （   ） 

2、制作直方图时，所收集数据的数量应大于 50 以上；                               （   ）                                       

3、所有 IC 都有方向；                                                    (   ) 

4、SMT 车间对温湿度有物别要求，温度为 25+/-5 度，相对湿度为 40%-70%；          （   ） 

5、不是所有的黑色箱子都是防静电的；                                      （   ） 

6、直方图可以直观地反映出产品质量的分布情况。（   ）  

7、PCB 受潮后会出现 PCB 起泡、焊点上锡不良等质量问题。（    ） 

8、上料后，如有 IPQC 对物料进行核对了，我们可以不用再核对了。（   ） 

9、有三只脚的元器件都名叫三极管。                        （    ） 

10、电子元件在检验时只要功能 OK，外观无关紧要。            （    ） 

三、选择题（2×15=30 分） 

1、下图所示的电路板插件，插件正确的是      图。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、 稳压管的稳压性能是利用（    ）实现的。 

A PN 结的单向导电性   

B PN 结的反向击穿特性    

 C PN 结的正向导通特性  

 D PN 结的正向击穿特性 

3、直接目视检验要求检验员视线与被检物之夹角不得小于(    ) 

   A   30°    B   45°    C   60°   D   90° 

 

4、生产视听家电、白色家电产品，若客户无特殊要求，一般应参照 IPC-A-610F 的_____标准。 

A. 1 级  B. 2 级  C. 3 级  D. 4 级 

5、关于为什么要执行 RoHS 指令的理由，以下说法正确的是：(     ) 

A．这些成分有可能对人类健康和环境形成危险； 

B．实施 ROHS 能够降低企业运行组、成本； 

C．是对电子电器产品的一种过度的要求； 

D．因为它主要关系到产品的安全性能。 

6、家用电器的耐压绝缘性能不符合标准是属于_____。 

A．致命缺陷  B．严重缺陷  C．轻微缺陷  D．可接受缺陷 

7、接触 PCBA 时，静电防护最好的方法是（   ）  

A 戴防静电手套     B 戴防静电手环 

C 戴防静电手帽     D  A 和 B  

8、在部品承认中按照要求，除目标条件外，最严格的接受条件等级为（   ）  

A、可接受- 1 级     B、可接受- 2 级   C、可接受- 3 级   D、可接受- 4 级  

9、可接受的无铅与含铅合金焊点的外观可能呈现相似特征,但无铅合金更多表现出（    ）. 

A:外观明亮,有光泽 B:较大的润湿接触角 

C:更多的含铅量              D:零检查 

10、IPC 定义的哪一级产品要求持续地高性能运行或严格按照需要的性能指针运行,不允许故障中断,一旦需要设备必须功

能正常?                    (       ) 

A: 4 级,航空电子产品 

B: 3 级,高性能电子产品 

C: 2 级,专用服务电子产品 

D: 1 级,通用类电子产品 

11、SMT 片式元件，侧面偏移大于元件端子宽度或焊盘宽度的________，视为缺陷。 

A. 20%  B. 30%  C. 40%  D. 50% 

12、作为质量检验员发现产品品质异常时不应该（    ） 。  

A                  B、及时将信息反馈到工序 

C                    D、将不良品直接扔掉。 

13、下列哪项不是检验的依据（  ）  

A 标准 B 图纸 C 工艺文件 D 领导指示 

14、零件的量测可利用下列哪些方式测量：（     ） 

a．光标卡尺 b．钢尺  c．千分厘   d．C 型夹  e．坐标机  

A．a,c,e    B．a,c,d,e    C．a,b,c,e    D．a,e 

15、下图所示的电路板元件，引脚成型正确的是   图。 
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四、识图题（2×5=10 分） 

请根据 IPC-A-610D Ⅱ级标准判断下面的图例，若为缺陷，请填写相应不良现象，否则填写“良品”。 

 

1、          

 

2、        

 

3、    

     

4、     

    

5、     

 

 

五、简答题（10×4=40 分） 

1、已知电阻上色标排列次序如下，试写出各对应的电阻值及允许偏差。 

“橙白黄 金”                   “绿蓝黑棕 棕” 

请用四色环标注出电阻：  

用五色环标注电阻：  

 

 

2、PCB 基板来料不良有哪几个方面？（至少说出五种情况） 

 

 

 

 

   

 

3、请仔细观察下图，回答下 

列问题 

（1）这是什么图？ 

（2）什么用途？ 

（3）工序处于什么状态？ 

（4）判断的依据是什么？ 

 

 

 

 

 

 

 

4、5S 的主要内容是什么？画出他们之间的关系图？ 
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测试题 T3-18 企业质量管理试卷 18 

十八、填空题：（1×20=20 分） 

1、散布图根据变量的相关性，可分为         、         、       ； 

2、在一块正常放大电路板上，测得三极管 1、2、3 脚对地电压分别为-10V、-10.2V、-14V，则该管为_____   

锗材料三极管，1 脚是_____ 极，2 脚是_____极，3 脚是_____ 极； 

3、存贮锡膏的冰箱温度范围设定在       度﹐锡膏在使用时应回温       小时； 

4、AQL 的缺陷等级分为__   __、_    __、__   __三类； 

5、IQC 进料检验不合格时有哪些处理方式？_ _____、_____、________、________等； 

6、3C 认证（中国）： 是我国产品认证标志——中国            
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15、下列那种焊接湿润角度最适宜焊接？（ ）  

 

四、识图题（2×5=10 分） 

请根据 IPC-A-610D Ⅱ级标准判断下面的图例，若为缺陷，请填写相应不良现象，否则填写“良品”。 

 

1、          

2、         

3、        

4、     

5、     

 

 

 

 

 

五、简答题（10×4=40 分） 

1、下列是 QC 七大手法,请将 A ,B 两列中相关内容用线连接起来。 

A                              B 

              集数据                         查检表 

              抓重点                         管制图 

              追原因                         散布图 

              显分布                         层别法 

              找异常                         直方图 

              看相关                         鱼骨图 

              作解析                         柏拉图 

3、质量管理八大原则是什么？ 

 

 

 

 

 

4、检验员的职责和权限有哪些？ 

 

 

 

 

 

 

5、请写出国际单位制的 7 种基本单位名称、符号和代表的量？ 
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测试题 T3-19 企业质量管理试卷 19 

十九、填空题：（1×20=20 分） 

1、ISO 是          的简称，成立于 1947 年，总部在                 ； 

2、在一块正常放大电路板上，测得三极管 1、2、3 脚对地电压分别为-10V、-10.2V、-14V，则该管为_____   

锗材料三极管，1 脚是_____ 极，2 脚是_____极，3 脚是_____ 极； 

3、请列出 SMT 制程工艺中，最常出现的 3 种不良质量缺陷       、     、    ； 

4、AQL 的缺陷等级分为__    __、_   ___、__    __三类； 

5、IQC 进料检验不合格时有哪些处理方式？ _____、________、________、______等； 

6、 ESD 的含义是指_________________________； 

7、集成电路按封装形式分类可以以分成_____、____、____、____等 

二、判断题：（1×10=10 分） 

1、产品的可靠性是指产品满足使用目的的所具备的技术特性。    (     ) 

2、质量检验阶段是一种事后把关型的质量管理，因此不是一种积极的质量管理方式。 (   ) 

3、计量的特点为准确性、一致性、溯源性和法制性四个方面。    (    ) 

4、某规格电视机的清晰度、可靠性、保修时间等均为固有特性。（   ）  

5、电视机开箱合格率为 90.5%，这个数据是计数数据。（     ）  

6、发光二极管（LED）通常情况下脚长的为正极，脚短的为负极。           （   ） 

7、PCB 受潮后会出现 PCB 起泡、焊点上锡不良等质量问题。                 （   ） 

8、上料后，如有 IPQC 对物料进行核对了，我们可以不用再核对了。         （    ） 

9、金手指连接区域允许有指纹的存在。                                        （    ） 

10、IPC-A-610 提供的标准和出版物是强制性的。                 （    ） 

三、选择题（2×15=30 分） 

1、下图所示的电路板插件，插件正确的是      图。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、 稳压管的稳压性能是利用（   ）实现的。 

A PN 结的单向导电性   

B PN 结的反向击穿特性    

 C PN 结的正向导通特性  

 D PN 结的正向击穿特性 

3、下列那种焊接湿润角度最适宜焊接？（      ）  

 

4、生产视听家电、白色家电产品，若客户无特殊要求，一般应参照 IPC-A-610F 的_ __标准。 

A. 1 级  B. 2 级  C. 3 级  D. 4 级 

5、下列不属于 ICT 测试是：（        ） 

A．飞针测试    B．针床测试    C．AOI 测试    D．全自动测试 

6、家用电器的耐压绝缘性能不符合标准是属于____。 

A．致命缺陷  B．严重缺陷  C．轻微缺陷  D．可接受缺陷 

7、产品质量好坏，最终以_     __来衡量。 

A．价格低廉  B．符合标准  C．使用效果  D．包装精美 

8、当 BGA 焊球的尺寸,形状,颜色和对比度都不均匀,判定为____ ________. 

A:可接受 -1,2,3 级 

B:目标 -1,2,3 级 

C:缺陷 -1,2,3 级 

D:制程警示 -2,3 级 

9、可接受的无铅与含铅合金焊点的外观可能呈现相似特征,但无铅合金更多表现出____________. 

A:外观明亮,有光泽  

B:较大的润湿接触角 

C:更多的含铅量 

D:零检查 

10、IPC 定义的哪一级产品要求持续地高性能运行或严格按照需要的性能指针运行,不允许故障中断,一旦需要设备必须功

能正常?                    (       ) 

A: 4 级,航空电子产品 

B: 3 级,高性能电子产品 

C: 2 级,专用服务电子产品 

D: 1 级,通用类电子产品 

11、下面图示管脚顺序正确的是（  ）。 

O、 B、 

 

 

 

 

 

 

 

P、 D、 
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10 1 

20 11 

1 10 

11 20 

20 11 

10 1 

11 20 

1 10 

A B C 
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测试题 T3-20 企业质量管理试卷 20 

二十、填空题：（1×20=20 分） 

1、散布图根据变量的相关性，可分为        、          、       ； 

2、在一块正常放大电路板上，测得三极管 1、2、3 脚对地电压分别为-10V、-10.2V、-14V，则该管为_____   

锗材料三极管，1 脚是_____ 极，2 脚是_____极，3 脚是_____ 极； 

3、存贮锡膏的冰箱温度范围设定在        度﹐锡膏在使用时应回温      小时； 

4、AQL 的缺陷等级分为__   __、_    ___、__   __三类； 

5、ROHS 的有害物质管控为     、     、      、         、         和          ； 

6、3C 认证（中国）： 是我国产品认证标志——中国            产品认证制度； 

7、集成电路按封装形式分类可以以分成______、_____、______、_____等 

二、判断题：（1×10=10 分） 

1、要实现 RoHS 制程，首先要求供应厂商必须提供 RoHS 零件/部件；         （   ） 

2、二极管可以作为电子开关使用。                                      （    ） 

3、5S 活动的 5 个步骤互为依托、层层递进，是不可分割，缺一不可的整体。  (     ) 

4、产品的所有指标都符合标准，一定满足用户需要。                      （    ） 

5、质量检验与生产工人无关。                                          （    ） 

6、焊接后的 PCB 弓曲、弯曲标准：通孔板≤1.5%，表面贴装印制板≤0.75%。 （    ）  

7、PCB 受潮后会出现 PCB 起泡、焊点上锡不良等质量问题。                 （    ） 

8、上料后，如有 IPQC 对物料进行核对了，我们可以不用再核对了。         （    ） 

9、金手指连接区域允许有指纹的存在。                                        （    ） 

10、焊点拉尖的一般原因是烙铁的撤离方法不当或加热时间过长。                 （    ） 

三、选择题（2×15=30 分） 

1、质量管理的八项原则中不包括（     ）。 

A 以顾客为关注焦点   B 领导作用    C 供应商评价 

2、有关跳线的返工和维修规范可在__________中找到. 

A: IPC-A-610 

B: IPC-9191 

C: IPC-7711A/7721A 

D: IA-471    

3、直接目视检验要求检验员视线与被检物之夹角不得小于(    ) 

A   30°    B   45°    C   60°   D   90° 

4、生产视听家电、白色家电产品，若客户无特殊要求，一般应参照 IPC-A-610F 的______标准。 

A. 1 级  B. 2 级  C. 3 级  D. 4 级 

5、关于为什么要执行 RoHS 指令的理由，以下说法正确的是：(     ) 

A．这些成分有可能对人类健康和环境形成危险； 

B．实施 ROHS 能够降低企业运行组、成本； 

C．是对电子电器产品的一种过度的要求； 

D．因为它主要关系到产品的安全性能。 

6、家用电器的耐压绝缘性能不符合标准是属于_____。 

A．致命缺陷  B．严重缺陷  C．轻微缺陷  D．可接受缺陷 

 

 

 

 

7、接触 PCBA 时，静电防护最好的方法是（   ）  

A 戴防静电手套     B 戴防静电手环 

C 戴防静电手帽     D  A 和 B  

8、在部品承认中按照要求，除目标条件外，最严格的接受条件等级为（   ）  

A、可接受- 1 级     B、可接受- 2 级   C、可接受- 3 级   D、可接受- 4 级  

9、可接受的无铅与含铅合金焊点的外观可能呈现相似特征,但无铅合金更多表现出______. 

A:外观明亮,有光泽  

B:较大的润湿接触角 

C:更多的含铅量 

D:零检查 

10、IPC 定义的哪一级产品要求持续地高性能运行或严格按照需要的性能指针运行,不允许故障中断,一旦需要设备必须功

能正常?                    (       ) 

A: 4 级,航空电子产品 

B: 3 级,高性能电子产品 

C: 2 级,专用服务电子产品 

D: 1 级,通用类电子产品 

11、符号为 272 之元件的阻值应为 (       ) 

A.272R    B.270 欧姆     C.2.7K 欧姆     D.27K 欧姆 

12、 顾客不包括（    ） 

A 委托人  B 相关方     C 零售商      D 消费者 

13、物有所值体现的是（    ）。 

A. 质量的经济特性 B. 质量的时效特性 C. 质量的广义特性 D. 质量的相对特性 

14、    图符号是用来表示该电子或电气元件或组件容易被静电损伤。 

 

 

 

 

 

A                           B                       C 

15、质量必须履行的需求主要指（    ） 

A 法律法规规定     B 国家强制标准     C 合同规定    D 以上全部  

 

四、识图题（2×5=10 分） 

请根据 IPC-A-610D Ⅱ级标准判断下面的图例，若为缺陷，请填写相应不良现象，否则填写“良品”。 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

……

……

……

……

……

……

……

…..

密 …

……

……

……

……

……

……

…….

封 …

……

……

……

……

……

……

……

……

….

线 …

……

……

……

……

……

……

……

……

……. 

 

 

 
C

C 



 128 

1、   

 

2、  

 

3、  

 

4、    

 

 

5、    

 

五、简答题（10×4=40 分） 

1、已知电阻上色标排列次序如下，试写出各对应的电阻值及允许偏差？ 

“橙白黄 金”                   “绿蓝黑棕 棕” 

 

请用四色环标注出电阻： 

 用五色环标注电阻：  

 

2、下列是 QC 七大手法,请将 A ,B 两列中相关内容用线连接起来。 

A                              B 

              集数据                         查检表 

              抓重点                         管制图 

              追原因                         散布图 

              显分布                         层别法 

              找异常                         直方图 

              看相关                         鱼骨图 

              作解析                         柏拉图 

3、质量管理八大原则是什么？ 

 

 

 

 

4、某产品有 5


